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Tietokoneen kasittely

Aiheet:

e Turvallisuusohjeet

. Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

e Turvatoimenpiteet

e Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta (ESD)
. ESD-kenttahuoltosarja

. Herkkien osien kuljettaminen

*  Tietokoneen késittelemisen jalkeen

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin mainita, kussakin
tamaén asiakirjan siséltdmassé toimenpiteessa oletetaan, etta tietokoneen mukana toimitetut turvallisuustiedot on luettu.

A VAARA: Ennen kuin teet mitain toimia tietokoneen sisilla, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisda
parhaita turvallisuuskaytantoja on sddadosten noudattamissivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

A VAARA: Irrota tietokone kaikista virranldhteista ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet
paattanyt tietokoneen sisdosien kasittelemisen, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen
kytkemista pistorasiaan.

Jotta tietokone ei vahingoittuisi, ty6pinnan on oltava tasainen, kuiva ja puhdas.

Jotta osat tai kortit eivat vioittuisi, tartu niihin niiden reunoista ja varo koskettamasta nastoja ja kontakteja.

Suorita vianmaaritysta ja korjauksia vain Dellin teknisen tuen tiimin luvalla tai ohjauksella. Takuu ei kata
huoltotoéita, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Katso turvallisuusohjeet, jotka toimitettiin
tuotteen mukana tai jotka ovat osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

Maadoita itsesi koskettamalla rungon maalaamatonta metallipintaa, kuten tietokoneen takaosassa olevien
korttipaikan aukkojen ymparilla olevaa metallia, ennen kuin kosketat mitdan osaa tietokoneen sisilla. Kosketa
maalamatonta metallipintaa sadnnollisesti tyoskennellessasi. Taima vapauttaa staattisen latauksen, joka saattaa muuten
vahingoittaa tietokoneen sisdisia osia.

Kun irrotat kaapelia, veda liitinta tai vetokieleketta, dla itse kaapelia. Joissain kaapeleissa on liitdnnat, joissa
on lukituskieleke tai sormiruuvi, joka on irrotettava ennen kaapelin irrottamista. Kun irrotat kaapeleita, pida ne oikeassa
asennossa, jotta liitintapit eivit taitu. Kun kytket kaapeleita, varmista etta portit ja liittimet ovat oikein pdin ja oikeassa
asennossa.

Jos muistikortinlukijassa on muistikortti, ota se pois.

Kasittele kannettavissa tietokoneissa olevia litiumioniakkuja varoen. Al3 kayta turvonneita akkuja, vaan
korvaa ne uusilla ja havita ne asianmukaisesti.

®| HUOMAUTUS: Tietokoneen ja joidenkin komponenttien vari saattaa poiketa naissa ohjeissa esitetyista.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

1. Varmista, etta tydtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.
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2. Sammuta tietokone.
3. Jos tietokone on kiinnitetty telakointilaitteeseen, irrota se telakoinnista.
4. lIrrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta (soveltuvissa tapauksissa).

Jos tietokoneessa on RJ-45-liitdant4, irrota verkkokaapeli ensin tietokoneesta.

B. lIrrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sdhkdpistorasiasta.
6. Avaa naytto.
7. Pida virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jotta emolevy maadoittuu.

Suojaudu sdhkoiskuilta irrottamalla tietokone aina pistorasiasta ennen kuin suoritat vaiheen 8.

Maadoita itsesi kdayttamalla maadoitusranneketta tai koskettamalla sdannoéllisesti tietokoneen
maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa olevaa liitantaa samanaikaisesti.

8. lIrrota kaikki asennetut ExpressCard-kortit ja alykortit paikoistaan.

Turvatoimenpiteet

Turvatoimenpiteet-kappaleessa kuvaillaan ensisijaiset vaiheet, jotka on suoritettava ennen purkamistoimia.

Noudata seuraavia turvatoimenpiteitd ennen kuin asennat osia tai suoritat purkamista tai kokoamista edellyttavia toimia:
e Sammuta jarjestelma ja kaikki siihen liitetyt oheislaitteet.

e |rrota jarjestelma ja kaikki siihen kytketyt oheislaitteet verkkovirrasta.

e |rrota jarjestelmasta kaikki verkko-, puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit.
[ ]

Kéaytad ESD-kenttahuoltosarjaa, kun késittelet kannettavan tietokoneen komponentteja vélttadksesi tahattomat séhkostaattiset (ESD)
vauriot.

e Kun olet poistanut komponentin jérjestelmasté, aseta komponentti varovasti ESD-matolle.
Kayta kenkid, joissa on séhkdiskuilta suojaava, eristédva kumipohja..
Lepovirta

Lepovirtaa kayttavat Dell-tuotteet on irrotettava verkkovirrasta ennen kotelon avaamista. Jérjestelmét, joissa kdytetéan lepovirtaa,
saavat virtaa myds sammutettuna. Lepovirran ansiosta jérjestelmé voidaan etakaynnistaa (Iahiverkkoaktivointi) ja asettaa lepotilaan. Se
mahdollistaa my&s muiden edistyneiden virranhallintaominaisuuksien kayton.

Emolevyn jddnndsvirta voidaan purkaa irrottamalla jarjestelma verkkovirrasta ja pitdmalla virtapainiketta painettuna 20 sekuntia. Irrota akku
kannettavasta tietokoneesta.

LiittAminen

Liittamiselld yhdistetdan kaksi tai useampi maadoittava johdin samaan séhkdpotentiaaliin. Tama suoritetaan ESD-kenttahuoltosarjan avulla.
Kun kytket litosjohtoa, varmista, etta se on liitetty paljaaseen metalliin eikd maalattuun tai muuhun kuin metallipintaan. Kiinnita ranneke
napakasti niin, ettd se on téysin kosketuksissa ihoosi, ja poista kellot, rannekorut, sormukset ja muut korut ennen kuin liitat itsesi
laitteistoon.

Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta (ESD)

Suojautuminen séhkdstaattisilta purkauksilta on erittain tarkeéa kasiteltdessa sahkdkomponentteja ja varsinkin erittéin herkkia
komponentteja, kuten laajennuskortteja, suorittimia, DIMM-muistimoduuleita ja emolevyja. Erittéin pienetkin purkaukset voivat vahingoittaa
piirejd monin tavoin, joiden seurauksia ei valttdmatta huomaa. N&ita voivat olla esimerkiksi satunnaisesti ilmenevat ongelmat tai tuotteen
lyhentynyt kayttoika. Kun teollisuudessa keskitytdan energiavaatimusten pienentédmiseen ja yha pienempiin kokoihin, suojautuminen
sahkostaattisilta purkauksilta tulee entistakin tarkeammaksi.

Koska Dellin tuotteissa kaytetyt puolijohteet ovat yha tihedmpid, herkkyys staattisille vaurioille on nyt suurempaa kuin aiemmissa Dell-
tuotteissa. Tasta syysta jotkin aiemmin hyvaksytyt osien kasittelytavat eivat enda pade.

Sahkostaattisten purkausten kaksi tunnettua tyyppia ovat katastrofaaliset ja satunnaisesti imenevat viat.
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e Katastrofaaliset viat — néitd on noin 20 prosenttia sdhkdstaattisiin purkauksiin liittyvisté vioista. Vaurion vuoksi laitteen toiminta

loppuu valittdmasti. Katastrofaalinen vika voi tapahtua esimerkiksi, kun DIMM-muistimoduuli saa staattisen iskun ja antaa No POST/No

Video -virheen seka viallisesta muistista johtuvan danimerkin.
e Satunnaisesti ilmenevit viat — naitd on noin 80 prosenttia sdhkdstaattisiin purkauksiin liittyvista vioista. Satunnaisesti iimenevien

vikojen suuri maara tarkoittaa, ettd vikaa ei useimmiten huomata heti sen syntyessa. DIMM-muisti saa staattisen iskun, mutta seuranta

vain heikkenee eiké valittdmasti aiheuta vikaan liittyvid, ulospain nakyvia oireita. Heikentyneen muistijalien seurausten iimenemiseen voi

menna viikkoja tai kuukausia. Silla valin se voi aiheuttaa muistin eheyden heikkenemista, satunnaisia muistivirheita jne.

Satunnaisesti iimeneva vika (kutsutaan myds piilevaksi tai "walking wounded" -viaksi) on vikatyyppi, jota on vaikeampi havaita ja jolle on
vaikeampi tehdé vianmaaritys.

Estd sdhkostaattisista purkauksista aiheutuvat viat seuraavasti:
e Kayta asianmukaisesti maadoitettua séhkdstaattisilta purkauksilta suojaavaa rannenauhaa. Langattomien antistaattisten nauhojen

kaytto ei enda ole sallittua, silla ne eivat anna riittédvaa suojaa. Kotelon koskettaminen ennen osien kasittely ei takaa riittavaa suojausta

séhkdstaattisilta purkauksilta niiden osien osalta, jotka ovat naille purkauksille erityisen herkkia.

e Kasittele kaikkia sahkostaattisesti herkkia osia staattiselta séhkdlta suojatulla alueella. Jos mahdollista, kédyta antistaattisia lattia-alustoja

ja tydpdydan alustoja.

e Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, 8la poista sitd antistaattisesta pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.
Varmista ennen antistaattisen pakkauksen purkamista, etté olet poistanut staattisen sdhkon kehostasi.

e Ennen kuin kuljetat sdhkostaattisesti herkkaa osaa, pane se ensin antistaattiseen rasiaan tai pakkaukseen.

ESD-kenttahuoltosarja

Valvontalaitteeton kenttahuoltosarja on yleisimmin kaytetty huoltosarja. Jokainen kenttahuoltosarja koostuu kolmesta osasta, jotka ovat
antistaattinen matto, ranneke ja maadoitusjohto.

ESD-kenttahuoltosarjan osat

ESD-kenttahuoltosarjan osat ovat:

e Antistaattinen matto — Antistaattinen matto on maadoittava, ja sen péélle voidaan asettaa osia huollon aikana. Kun kaytat
antistaattista mattoa, rannekkeen tulee olla kunnolla kiinni ja maadoitusjohdon tulee olla kiinnitettyna mattoon ja kasiteltavan
jarjestelman mihin tahansa paljaaseen metallipintaan. Kun matto on otettu kayttdéon asianmukaisesti, varaosat voidaan poistaa ESD-
pussista ja asettaa suoraan matolle. Staattiselle sahkolle herkat esineet ovat turvassa sahkodpurkauksilta, kun ne ovat k&dessasi,
antistaattisella matolla, jarjestelméassa tai pussissa.

e Ranneke ja liitantdjohto — Jos ESD-mattoa ei tarvita, ranneke ja maadoitusjohto voidaan kiinnittéda ranteeseesi ja jarjestelman
paljaaseen metallipintaan. Ne voidaan kiinnittdad myds antistaattiseen mattoon matolle asetettujen laitteiden suojaamiseksi.
Rannekkeen ja maadoitusjohdon kosketusta ihoosi, ESD-mattoon ja laitteistoon kutsutaan maadoitukseksi. Kayta ainoastaan sellaisia
kenttahuoltosarjoja, joihin sisaltyy ranneke, matto ja maadoitusjohto. Ala kayta johdottomia rannekkeita. Huomaa, ettd rannekkeen
johto voi kulua ja vahingoittua kaytdssa. Se on testattava sdannollisesti maadoitusranneketesterilld tahattomien ESD-vaurioiden
valttamiseksi. Suosittelemme testaamaan rannekkeen ja maadoitusjohdon vahintaan kerran viikossa.

e ESD-ranneketesteri — Maadoitusrannekkeen johto voi vaurioitua ajan mydta. Valvontalaitteetonta sarjaa kaytettdessa on
suositeltavaa testata maadoitusranneke ennen jokaista huoltokéyntia tai vahintdan kerran viikossa. Tdma on helpointa tehda
ranneketesterilld. Jos kdytdssasi ei ole omaa ranneketesterid, kysy, onko aluetoimistollasi sellainen. Aseta ranneke ranteesi ympaérille,
kytke maadoitusjohto testeriin ja suorita testaus painamalla testerin painiketta. Vihred merkkivalo kertoo testin lapaisysta. Jos testi
epaonnistuu, punainen merkkivalo syttyy ja testeri paastaa aanimerkin.

e Eristavat elementit — Pida staattiselle sdhkolle herkat laitteet, kuten muoviset jadhdytyselementtien kotelot, erillaan eristeina
toimivista siséisista osista, joissa Vvoi

e Tydymparistd — Arvioi asiakkaan toimipiste ymparistdna ennen ESD-kenttahuoltosarjan kayttdonottoa. Sarjan kdyttodnotto

esimerkiksi palvelimen huoltoon poikkeaa pdyta- tai kannettavaan tietokoneen huoltoympaéristosta. Palvelimet on useimmiten asennettu
konesalin kehikkoon, kun taas pdyta- ja kannettavat tietokoneet ovat tavallisesti toimistojen tai toimistokoppien poydilla. Varmista, etta
tyotila on avoin ja tasainen ja etté silla ei ole ylimaaraista tavaraa. Tydtilassa on oltava tarpeeksi tilaa ESD-sarjalle ja lisatilaa korjattavalle

jarjestelmalle. Tyotilassa ei saa olla eristeitd, jotka voivat aiheuttaa staattisen sahkdn purkauksen. Tyétilassa olevat eristeet, kuten

styrox ja muut muovit, on siirrettava vahintadan 30 senttimetrin (12 tuuman) etaisyydelle herkista osista ennen laitteistokomponenttien

kasittelya.
o ESD-pakkaukset — Kaikki staattiselle sdhkolle herkét laitteet on toimitettava ja vastaanotettava antistaattisessa pakkauksessa.

Suosittelemme kayttdmaan metallisia, staattiselta séhkoltéd suojattuja pusseja. Palauta vahingoittunut osa aina samassa ESD-pussissa

ja -pakkauksessa, jossa uusi osa toimitettiin. Taita ESD-pussi ja teippaa se kiinni. Kéytéd samaa vaahtomuovista pakkausmateriaalia
ja laatikkoa, jossa uusi osa toimitettiin. ESD-herkat laitteet saa poistaa pakkauksesta ainoastaan ESD-suojatulla tydtasolla. Alé aseta

osia ESD-pussin péélle, silld ainoastaan pussin sisdpuoli on suojattu. Pida osat k&dessasi, ESD-matolla, jérjestelmalld tai antistaattisessa

pussissa.

Tietokoneen kasittely
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e Herkkien komponenttien kuljetus — VVaraosat, Dellille palautettavat osat ja muut ESD-herkat komponentit on suljettava
antistaattisiin pusseihin kuljetuksen ajaksi.

ESD-suojauksen yhteenveto

Suosittelemme, etta kaikki kenttahuoltoteknikot kayttavat perinteistd, johdollista maadoitusjohtoa ja antistaattista suojamattoa aina
huoltaessaan Dell-tuotteita. Liséksi on 8drimmaisen térkedd, etta teknikot pitédvat herkat osat erilldén kaikista eristavista osista huollon
aikana ja etté herkat komponentit sulietaan antistaattisiin pusseihin kulietuksen ajaksi.

Herkkien osien kuljettaminen

Kun varaosien tai Dellille palautettavien osien kaltaisia staattiselle séhkolle herkkid komponentteja kuljetetaan, ne taytyy asettaa staattista
séhkoa estaviin pusseihin turvallisuuden varmistamiseksi.

Tietokoneen kasittelemisen jalkeen

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittaa ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.

Jotta tietokone ei vioittuisi, kdyta ainoastaan tille tietylle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Al4 kayta
muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

1. Kiinnita ulkoiset laitteet, kuten portintoistin ja litdntaalusta, ja liita kaikki kortit, kuten ExpressCard.
2. Kiinnita tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Kiinnita tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sdhkdpistorasiaan.
4. Kaynnista tietokone.

10 Tietokoneen kasittely



Tekniikka ja komponentit

Téassa kappaleessa késitellaéan jarjestelman sisaltamaa tekniikkaa ja komponentteja.
Aiheet:

. Tietokoneesi kayttaminen

e Verkkosovittimet

e Akku

e Suorittimet

. Muistin ominaisuudet

. Naytonohjainvaihtoehdot

e Corning Gorilla Glass

. Kynan kaytto

. Muistikortinlukija

< UEFIBIOS

e Jarjestelménhallinta — Paikallisesta pilvihallintaan
e Trusted Platform Module (TPM)
e Sormenjalkitunnistin

. USB:n ominaisuudet

e USB PowerShare

. USB Type-C

. Ethernet

e HDMI2.0

Tietokoneesi kayttaminen

Nayton kannen avaaminen

1. Paina kotelon alaosassa olevaa ndytdn salpaa.

Tekniikka ja komponentit
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2. Nosta ndyton kansi sopivaan katselukulmaan.
@ HUOMAUTUS: Kannettavien tietokoneiden kansi avautuu enimmilldan 180°:n kulmaan. Kantta ei tule avata yli 140°:n kulmaan, jos
takimmaiset |/O-portit ovat kdytdssa tai kun jarjestlema on telakoitu.

Stealth-tila

Latitude rugged -tuotteissa on Stealth-tila. Stealth-tilalla voit sammuttaa kaikki ndytot, kaikki merkkivalot, sisdiset kaiuttimet, tuulettimen ja
kaikki langattomat radiot yhdelléd nédppéaimistdyhdistelmalla.

®

HUOMAUTUS: Tila on tarkoitettu tietokoneen huomaamattomaan kayttoon. Kun stealth-tila on kaytodssa, tietokone on kaytettavissa,
mutta se ei sateile valoa tai 8ania.

Stealth-tilan kytkeminen paalle ja pois

1. Kytke Stealth-tila p&élle painamalla Fn+F7-ndppdimia (Fn-néppéinté ei tarvitse painaa, jos Fn-lukitus on paalla).

®

HUOMAUTUS: Stealth-tila on F7-ndppadimen toissijainen toiminto. Nappaimelld voidaan suorittaa muita toimintoja tietokoneessa,
kun sita ei kdytetad Fn-ndppdimen kanssa stealth-tilan aktivoimiseksi.

2. Kaikki valot ssmmuvat ja 88net mykistyvat.
8. Voit poistaa stealth-tilan kéytdsta painamalla ndppainyhdistelmaa Fn+F7 uudelleen.
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Stealth-tilan poistaminen kaytosta jarjestelman asennusohjelmasta (BIOS)

1. Sammuta tietokone.

2. Kaynnista tietokone, ja kun Dell-logo iimestyy néyttoon, napauta F2-nappainté toistuvasti avataksesi System Setup (Jarjestelman
asennusohjelma) -valikon.

3. Laajenna ja avaa System Configuration (Jarjestelmakokoonpano) -valikko.
4. Valitse Stealth Mode Control (Stealth-tilan hallinta).

®| HUOMAUTUS: Stealth-tila on oletusasetuksena kéytdssa.

B. Stealth-tila poistetaan kaytdsté poistamalla Enable Stealth Mode (Ota Stealth-tila kdyttoon) -asetuksen valinta.
6. Napsauta Apply changes (Ota muutokset kaytto6n) ja napsauta Exit (Poistu).

Taustavalaistun nappaimiston kaytto

Latitude Rugged -sarjassa on mukautettava taustavalaistu ndppaimistd. Kaytettavissa on seuraavat varit:
1. Valkoinen

2. Punainen

3. Vihred

4. Sininen

Jérjestelmaan voidaan myos maarittaa kaksi ylimaéraista kayttajan valitsemaa varié jarjestelman asennusohjelmasta (BIOS).
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Nappaimiston taustavalon kytkeminen paalle/pois ja kirkkauden saataminen

Taustavalo kytketaan paalle ja pois ja taustavalon kirkkautta sdddetaan seuraavasti:

1. Kaynnisté ndppaimiston taustavalon vaihtuminen painamalla Fn+F10 (Fn-n&ppainta ei tarvitse painaa, jos toimintondppainten Fn-lukitus
on paalla).

2. Kun ylla mainittua nappainyhdistelmaa kaytetdan ensimmaista kertaa, taustavalo kytkeytyy paélle matalaimmalla asetuksella.

3. Kun tatd ndppainyhdistelmaa painetaan toistuvasti, kirkkausasetus muuttuu 25 prosenttiin, 50 prosenttiin, 75 prosenttiin ja sitten
100 prosenttiin.

4. Voit saataa kirkkautta tai ssammuttaa ndppaimiston taustavalon ylla olevalla ndppamistdyhdistelmalla.
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Nappaimiston taustavalon varin vaihtaminen

Nappaimistdn taustavalon varin vaihtaminen:

1. Voit kierrattaa taustavalon varia painamalla Fn+C.

2. Valkoinen, punainen, vihred ja sininen ovat oletusasetuksena aktiivisia; sarjaan voidaan lisata enintdéan kaksi mukautettua varia
jarjestelman asennusohjelmasta (BIOS).
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Taustavalaistun nappaimiston mukauttaminen jarjestelman asennusohjelmasta
(BIOS)

1. Sammuta tietokone.

2. Kaynnista tietokone, ja kun Dell-logo iimestyy nayttoon, paina F2-nappainta toistuvasti avataksesi System Setup (Jarjestelman
asennusohjelma) -valikon.

3. Valitse System Configuration (Jarjestelméakokoonpano) -valikosta RGB Keyboard Backlight (RGB-ndppaimiston
taustavalo).

Voit ottaa vakiovarit (valkoinen, punainen, vihrea ja sininen) kayttdon tai poistaa ne kaytosta.
4, Voit mukauttaa RGB-arvon naytodn oikeassa laidassa olevia ruutuja kayttamalla.
5. Napsauta Apply changes (Ota muutokset kayttdon) ja napsauta Exit (Poistu) sulkeaksesi jarjestelman asennusohjelman.
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Toimintonappainlukituksen ominaisuudet

@ HUOMAUTUS: Néppaimist® voi lukita toimintondppadimet. Kun td&ma lukitus on aktivoitu, ndppadimiston ylarivin toissijaisista
toiminnoista tulee oletustoimintoja, eika niiden kayttd edellytd Fn-nappadimen painamista.
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Kuva 1. Fn-ndappaimen merkinnat

1. Fn-lukitusndppain
2. Vaikuttaa Fn-ndppé&imiin
3. Fn-ndppain

HUOMAUTUS: Fn-lukitus vaikuttaa ainoastaan ylla oleviin ndppaimiin (F1-F12). Kun lukitus on kayt6ss4, toissijaisten toimintojen
kéyttdminen ei edellytd Fn-nédppdimen painamista.

Toimintonappainlukituksen kayttoonotto

1. Paina Fn+Esc-nappaimia.

®

HUOMAUTUS: Néppainten toissijaiset toiminnot, jotka on merkitty ylariviin, eivat muutu, ja niitd voidaan kayttéa painamalla
Fn-nappainta.

2. Voit poistaa toimintondppainlukituksen kaytdsta painamalla uudelleen ndppaimia Fn + Esc.
Toimintondppaimet palaavat taas oletustoimintoihinsa.

Langattoman (WiFi) ominaisuuden ottaminen kayttoon ja poistaminen
kaytosta

1. Langaton verkko otetaan kéyttdon painamalla Fn + PrtScr.
2. Langaton verkko poistetaan kéytosta painamalla Fn + PrtScr.
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Pikanappainmaaritykset

Fn-ndppaimen toiminta: Toimintondppaimet toimivat ensisijaisesti mediapainikekina, toissijaisesti F1-F12-ndppaimina.

e Fn-lukitus muuttaa F1-F12-né&ppainten ensisijaisen ja toissijaisen toiminnan valilla.

e F7 kdynnistaa ainoastaan lujitettujen ja puolilujitettujen jarjestelmien tukeman stealth-tilan. Se sammuttaa ndyton, langattomat
yhteydet, ilmoitukset, merkkivalot, &&dnentoiston, tuulettimen jne.

Taulukko 1. Pikandppdimet

Pikandppaimet

Toiminto:

Kuvaus

Fn + ESC

Fn-lukitus

Kayttaja voi vaintaa Fn-ndppéimen
lukituksen ja lukituksen poiston
valilta.

F+F1

Mykista aani

Mykistéé &énen tai poistaa
mykistéa danen tai poistaa
mykistyksen. Aanenvoimakkuus
palautetaan alkuperdiselle tasolle
mykistyksen poiston jalkeen.

Fn+F2

Alenna danenvoimakkuutta

Alentaa &anenvoimakkuutta, kunnes
alin taso (pois paaltd) on saavutettu.

Fn+F3

Lis&a adnenvoimakkuutta

Lis&a aanenvoimakkuutta, kunnes ylin
taso on saavutettu.

Fn+F4

Mykistad mikrofoni

Mykist&a sisdanrakennetun

mikrofonin, jolloin se ei voi

tallentaa 8anta. F4-nappéimen

merkkivalo iimaisee ominaisuuden

olevan kaytossa.

e Merkkivalo pois paalta =
mikrofoni voi tallentaa 8anta

e Merkkivalo paalla = mikrofoni on
mykistetty eika silla voi tallentaa
aanta

Fn+F5

Num lock

Kayttaja voi vaihtaa NumlLock-
nappaimen lukituksen ja lukituksen
poiston vililta.

Fn+F6

Scroll lock

Toimii Scroll Lock -n&ppaimené.

Fn+F7

Stealth-tila

Kayttaja voi ottaa stealth-tilan
kayttdon ja poistaa sen kaytosta.

Fn+F8

Naytto ja ulkoiset nayttolaitteet

Maarittaa videolahdon, kun ulkoisia
nayttolaitteita on litetty.

Fn+F9

Haku

Avaa Windowsin hakuruudun (Vastaa
Windows+F-né&ppéinyhdistelméaa).

Fn+F10

N&ppaimiston taustavalo

Mé&érittéd ndppaimiston taustavalon
voimakkuuden. Pikandppéimen
painaminen vaihtaa seuraavien
kirkkaustasojen valilla: pois kaytosta,
himmes, kirkas. Katso lisdtiedot
Nappéimistdn taustavalo -osiosta.

Fn+F11

Alenna kirkkautta

Alentaa nayton kirkkautta asteittain,
kunnes alin taso on saavutettu. Katso
lisdtiedot Nayton kirkkaus -osiosta.
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Taulukko 1. Pikandppaimet (jatkuu)

Pikanippaimet Toiminto: Kuvaus

Fn+F12 Lisaa kirkkautta Lisaa nayton kirkkautta asteittain,

kunnes ylin taso on saavutettu. Katso
lisatiedot Nayton kirkkaus -osiosta.

Fn+PrintScreen Radioyhteydet kayttdon/pois kaytdsta Ottaa kaikki langattomat

radioyhteydet kayttdon tai poistaa ne
kaytosta. Tallaisia yhteyksia ovat mm.
WLAN, WWAN ja Bluetooth.

Fn+Insert Lepotila Asettaa jérjestelman ACPI S3 -tilaan.

Ei herata jarjestelmaa.

Perinteiset ohjelmointitoiminnot, kuten Scroll Lock, on maaritetty kirjainnappaimille, eika siitd ole merkitty erikseen.

Fn+S = Scroll Lock
Fn+B = Pause
Fn+Ctrl+B = Break
Fn+R = Sys-Req

®| HUOMAUTUS: Jos nappaimistdssa ei ole taustavaloa, F10-nappaimellé ei ole toimintoa eika toimintoa vastaavaa merkintaa.

Verkkosovittimet

&

Alustalle on saatavilla kahdentyyppisia verkkosovittimia:

90 W, kolmenastainen
130 W, kolmenastainen
Veda littimesta &léka johdosta irrottaessasi verkkolaitteen johdon tietokoneesta. Ole varovainen, jotta johto ei vahingoitu.

Verkkolaite sopii erilaisiin pistorasioihin ympéri maailmaa. Virtaliittimet ja jatkojohdot kuitenkin vaihtelevat eri maissa.
Yhteensopimattoman johdon kayttd ja johdon kiinnittdminen jatkojohtoon tai pistorasiaan huonosti voi aiheuttaa tulipalon tai vioittaa
laitteita.

Verkkolaitteen tilan tarkistaminen BIOS:issa

Ao e

16

Kaynnista tietokone tai kdynnista se uudelleen

Kun ndyttdon tulee tekstia tai Dell-logo, napauta <F2>, kunnes viesti Entering Setup (mééritysohjelma avataan) imestyy.

Néet General (Yleinen) > Battery Information (Akkutiedot) -kohdassa AC Adapter (Verkkolaite) -luetelmakohdan..

Status (Tila) -kohdassa naytetéan kytketyn verkkolaitteen teho (wattage). Jos verkkolaitteessa tai virtaliitdnnassa havaitaan virheita,
ne naytet&an tassa.
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90 W

adapter w/

nm barrel
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130 W

| adapter w/
7.4mm barrel
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Merkkivalolla varustettu kaapeli
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Taulukko 2. Verkkolaitteen ominaisuudet

Ominaisuudet

1 Kaapeli on helppo kaaria silean kotelon ympaérille.

2 Kaaritty kaapeli voidaan kiinnittaa itseensa kaapelilukolla.

3 90°:n vedonpoisto ohjaa kaapelin ulos verkkosovittimen sivusta.

4 Verkkosovittimessa on yksi merkkivalo pistokkeen molemmilla puolilla. Merkkivalot ovat valkoiset.

Akku

Dell Latitude Rugged -tietokoneet tarjoavat kolme akkuvaihtoehtoa:

e 3-kennoinen, 51 Wh (ExpressCharge)

e 3-kennoinen, 51 Wh (pitka kayttdikd, kolmen vuoden rajoitettu takuu)

Akku sijaitsee jérjestelman alaosassa, ja se voidaan vaihtaa myds kdyton aikana. Tama poikkeaa aikaisemmista kannettavista Dell-
tietokoneista, jotka edellyttévat jarjestelman sammuttamista ja alakannen poistamista ennen akun irrottamista.

®| HUOMAUTUS: Taman alustan akku on luokiteltu CRU-osaksi (Customer Replaceable Unit, asiakkaan vaihdettavissa oleva osa).

®| HUOMAUTUS: Akun latautuminen kestaé yleensé noin kaksi tuntia.

Akkutiedot

Mik& ExpressCharge on?

Jos jérjestelman kerrotaan tukevan ExpressCharge-ominaisuutta, sammutetun jérjestelman akku latautuu tavallisesti yli 80 %:iin
enimmaisvarauksesta yhdessa tunnissa ja kokonaan tayteen kahdessa tunnissa.

ExpressCharge-ominaisuuden kayttd edellyttas, etta seka jarjestelmé ettd akku tukevat ExpressCharge-latausta. Jos edellytykset eivat
tayty, ExpressCharge-latausta ei voi kayttaa.

Mikd BATTMAN on?

BATTMAN on tietokoneen ohjaama, tavallisille ladattaville akuille suunniteltu akunhallintajérjestelma. Se siséltaa seuraavat ominaisuudet:

itsepurkautumisen valvonta

sisdisen resistanssin mittaus

uusien akkujen sisddnajo usean lataus-/purkaussyklin avulla

kaikkien suoritettujen toimintojen kirjaaminen tuotavaan lokiin
yhdistdminen Microsoft Windows -tietokoneisiin rinnakkaisportin kautta
ladattava kayttdohjelmisto, mukaan lukien l1ahdekoodi.

Suorittimet

Tama kannettava tietokone sisaltda 6. sukupolven Intel i5 -Skylake-suorittimen tai 7. tai 8. sukupolven Kabyl ake-suorittimen:
e Intel Core i3-7130U -suoritin (KabyLake)
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e Intel Core i5-8350U- (KabylLake) tai -6300U-suoritin (SkylLake)
e Intel Core i7-8650U -suoritinsarja (KabylLake)

@l HUOMAUTUS: Kellonopeus ja suorituskyky vaihtelee kuormituksen ja muiden muuttujien mukaan.

Skylake-suoritin

Intel Skylake on Intel Broadwell -suorittimen seuraaja. Uudelleen muotoillussa mikroarkkitehtuurissa kaytetéaan saatavilla olevaa
suoritinteknologiaa ja 6. sukupolven Intel-ydinta. Broadwellin tavoin Skylakea on saatavilla neljéané versiona (loppuliitteet SKL-Y, SKL-H
ja SKL-U).

Skylake-tuoteperhe sisaltaa myos Core i7-, i5-, i3-, Pentium- ja Celeron -suorittimet.

Skylake ja Broadwell — erot

Seuraava kuva siséltdd Skylake- ja Broadwell-suorittimien vertailun.

Skylake

Skylake-H
PCH-LP PCH-LP
(1-chip) §  (1-Chip)

Skylake-Y Skylake-U
+ +

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig
XMM7262 LTE
CG 1960 GNSS

Alpine Ridge DP and SP

Jacksonville GbE LAN

1 PCle Business & Consumer. Wolf Star
SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

— o e e W e W S e S

Kuva 2. Skylake ja Broadwell — erot

Suorittimien suorituskykyominaisuudet

Seuraava taulukko havainnollistaa kunkin Skylake-paatteen suorituskyvyn.

Taulukko 3. Suorituskykyominaisuudet

Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus | SKL-Y SKL-U SKL-H

Yleiset Ytimet Kaksiytiminen Kaksiytiminen Kaksiytiminen

ominaisuudet — — - - -
Suorittimen/muistin/ Ei Ei Kylla

naytdénohjaimen
ylikellotus

Intel Extreme Tuning Ei Ei Kylla
Utility

Intel Hyper- Kylla Kylla Kylla
Threading Technology
(Intel HyperThreading-
teknologia)

Intel Smart Cache Kylla Kylla Kylla
-teknologia suorittimen ja
grafiikkaydinten vélisella
LLC-valimuistin (last level
cache) jakamisella.
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Taulukko 3. Suorituskykyominaisuudet (jatkuu)

Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus | SKL-Y SKL-U SKL-H
Intel Smart Sound Kylla Kylla Kylla
-teknologia
Intel Turbo Boost 2.0 Kylla Kylla Kylla
-teknologia
Last Level Cache (LLC) | Enintdan 4 Mt Enintdan 4 Mt Enintdan 4 Mt
Janniteoptimointi Kylla Maéritetddn mydhemmin | Maaritetaan mydhemmin
Naytto Kolmen erillisen ndytdn Kylla Kylla Kylla
tuki
HDMI 2.0 -naytto, 60 Hz | 3 840 x 2 160 3840 x 2160 3840 x 2160
DP-/eDP-nayttd, 60 Hz | 3 840 x 2 160 4096 x 2 304 4096 x 2 304
eDP 1.3-, MPO- ja NV12- [ Kylla Kylla Kylla
tuki
Mediantoisto Integroitu Intel- Kylla Kylla Kylla
nayténohjain
Tietojenkasittel | OpenCL 2.0 Kylla Ei kylla
y
Alustalaitteisto | 14 nm:n suoritin Kylla Kylla Kylla
16 PCle-grafiikkakaistaa | Ei Ei Kylla
(maaritysvaihtoehdot:
1x16, 2x8 tai 1x8+2x4)
PCle Gen3.0 -tuki Ei Ei Kylla
Erilisen naytdnohjaimen | Ei Kylla Kylla
sammuttaminen
(muxless-ratkaisu)
Muisti Muistin tyyppi DDR4 DDR4 DDR4
Liitdnta / Muistikanta Muistikanta SODIMM SODIMM
Nopeus 2133 MT/s (DDRA4) 2133 MT/s (DDRA) 2133 MT/s (DDRA)
Enimmaiskapasiteetti 32 Gt 32 Gt 32 Gt
Tuetut Windows 11 (64-bittinen) | Kylla Kylla Kylla
kayttojarjestelm - - - -
At Windows 10 (64- Kylla Kylla Kylla
bittinen)
Windows 7 (64-/32- Kylla Kylla Kylla
bittinen)
Windows 8.1 (64- Kylla Kylla Kylla
bittinen)
Linux (ydin ja siihen Kylla Kylla Kylla
liittyvat moduulit)
Chrome Kylla Kylla Ei
Android Ei Ei Ei
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Yleinen vertailu Broadwell-suorittimeen

Skylake Platform Features

power P PU & Graphics p {upto 50%) with sig:
reduction (upto 60% lower SOC power) and longer battery life’
H: 45W7 and 35W, Ut 2EW?, L 15W2, ¥: 4. 5W? TDP
Configurable TDP?, Low Power Mode?

Broadwell Platform Features

Improved CPU & Graphics p fup ) -4
reduction (upto 0% lower SOC power) and longer battery life’
H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®

§I

Gens, DX11.1, Open CL 1.2/2.0%, Open GL 4., PCle3.0 Gend LP, DX11.3,DX12, Open CL 1.2/2.0°, Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods, VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decods [GPU), VP Encode [GPU) HEVC 8b
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode; Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays, Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel® Semart Sound Technology: GMM HW aceelerated Spesch,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

Intel® Smart Sound Technology®

2D Camera Imaging Discrete ISP in camera module

RealSense 3D Cameras Intel® RealSense F200 (UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and Y), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG'?, C512 MIP1, USE 3.00
, Thunderbelt™ Technology®

Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform Touch® ing.. Intel® Solution

High Bandwidth B02.11 ac, WiGig® High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Catd LTE, Intel® Wireless Display 5.0°, GNSS, NFC Wireless Charging, GNSS, NFC
McAfee YAP, Boot Guard, intel® PTT 2.0%, intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.0%, Mcafee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0 Boot Guard, intel® PTT 3.0% Intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.0°

Intel® vPro™ Technology w/ AMT 10.0, Intel® Small Business Advantage 30,  Intel’ vPro™ Technology w/ AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel * vPro™ wj Windows® 8.1 InstantGo® , intel® Pro WiDi 5.1 Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

U= USB 3,07, Thunderbolt™ Technalogy®

Touch and Sensing

Kuva 3. Vertailu Broadwell-suorittimeen

Kaby Lake - 7. ja 8. sukupolven Intel Core -suorittimet

7. ja 8. sukupolven Intel Core (Kaby Lake) -suoritinperhe on Sky Lake R:n seuraaja. Suoritinperheen tarkeimpia ominaisuuksia ovat:
e Intelin 14 nm:n valmistusprosessiteknologia
e Intel Turbo Boost -teknologia
e Intel Hyper Threading -teknologia
e Intelin siséinen Visuals
o Intel HD -grafiikka — ainutlaatuiset videot, videoiden pienimpienkin yksityiskohtien muokkaus
o Intel Quick Sync Video — ainutlaatuinen videokonferenssivalmius, nopea videon muokkaus ja kasittely
o Intel Clear Video HD - visuaalinen laatu ja varitarkkuusparannukset HD-toistoa ja mukaansatempaavaa verkkoselausta varten
Integroitu muistinohjain
Alykas Intel Smart Cache -valimuisti
Valinnainen Intel vPro -teknologia (i5/i7) Active Management Technology 11.6:lla
Intel Rapid Storage Technology -tekniikka

Taulukko 4. Kaby laken tekniset tiedot

Suorittimen Peruskellotaaju | Valimuisti Numero Virta Muistityypit Grafiikka
numero us Ydinten maara

Saikeiden

maara
Kaksiytiminen 2,7 GHz 3 Mt 2/4 15 W DDR4-2400 Intel HD Graphics
Intel Core 620
i3-7130U
Neliytiminen Intel | 1,7 GHz 6 Mt 4/8 1BW DDR4-2400 Intel UHD
Core i5-8350U Graphics 620
Neliytiminen Intel |1,9 GHz 8 Mt 4/8 1B W DDR4-2400 Intel UHD
Core i7-8650U Graphics 620

Muistin ominaisuudet

Tama kannettava tietokone tukee 4-32 Gt:n DDR4 SDRAM -muistia, jonka enimmaisnopeus on 2 400 MHz Kabylake-suorittimilla ja 2 133
MHz SkylLake-suorittimilla.
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DDR4

DDRA (double data rate, 4. sukupolvi) on DDR2- ja DDR3-muistitekniikan seuraaja. Se on edeltéjidédn nopeampi ja mahdollistaa jopa 512 Gt:n
kapasiteetin, kun DDR3:n enimmaiskapasiteetti on 128 Gt DIMM-moduulia kohti. Synkronoitu, dynaaminen DDR4-RAM-muistin ohjauskolo
poikkeaa SDRAM- ja DDR-muistien lovista, mik& estaa kayttdjaa asentamasta jarjestelméén vaaranlaisen muistimoduulin.

DDRA4-muistin virrankulutus on 20 prosenttia alhaisempi (1,2 V) kuin DDR3:n, jonka toiminta vaatii 1,5 V:n virran. DDR4 tukee my&s
uutta syvdsammutustoimintoa, jonka ansiosta iséntalaite voidaan asettaa valmiustilaa paivittdmattd muistia. Syvasammutustilan arvioidaan
véhentavan valmiustilan virrankulutusta 40-50 %.

Tietoja DDR4:sta

Katso alta, miten DDR3- ja DDR4-muistimoduulit poikkeavat toisistaan:
Ohjauskolon paikkaero

DDR4- ja DDR3-moduulien ohjauskolot sijaitsevat eri paikassa. Molemmissa muistimoduuleissa on ohjauskolo muistikannan puoleisella
sivulla, mutta DDR4:n kolon poikkeava paikka estdd moduulin asentamisen yhteensopimattomaan emolevyyn tai alustaan.

Kuva 4. Ohjauskolon ero

Paksuusero

DDR4-moduulit ovat hieman DDR3-moduuleja paksumpia, mik& mahdollistaa useampien signaalikerrosten kayton.

DDR4

Kuva 5. Paksuusero

Kaareva reuna

DDR4-moduulien kaareva reuna helpottaa moduulien asennusta ja vahentéa piirilevyyn kohdistuvaa voimaa asennuksen aikana.

Kuva 6. Kaareva reuna
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Muistivirheet

Muistivirheet iimaistaan jérjestelmasséa uudella 2 keltaista, 3 valkoista -virhekoodilla. Merkkivalo ei pala, jos kaikki muistimoduulit ovat
virheellisia. Jos epailet muistin olevan virheellinen, kokeile asentaa muistikantaan toimivaksi tietamasi muistimoduuli. Joissain kannettavissa
tietokoneissa muistikanta saattaa sijaita jarjestelman pohjassa tai nappaimiston alla.

Naytonohjainvaihtoehdot

Naytonohjaimen tekniset tiedot

Taulukko 5. Naytonohjaimen tekniset tiedot

tilan kautta

o VGA
e DisplayPort

Kontrolleri Tyyppi Suorittimen Grafiikkamuist | Kapasiteetti Ulkoisen nayton Enimmaistarkkuus
riippuvuus in tyyppi tuki
Intel HD 620 UMA Intel Core Integroitu Jaettu HDMI 2.0 4096 x 2 304, 60
Graphics i3-7130U jarjestelmamuisti Hz
Intel UHD 620 UMA Intel Core Integroitu Jaettu HDMI 2.0 4096 x 2 304, 60
Graphics i5-8350U jarjestelmamuisti Hz
Intel HD 520 UMA Intel Core Integroitu Jaettu HDMI 2.0 4096 x 2 304, 60
Graphics i5-6300U jarjestelmamuisti Hz
AMD Radeon Erillinen Intel Core Erillinen Erillinen, 2 Gt:n | HDMI 2.0 4096 x 2 304, 60
540 i5-8350U DDR5 L ) Hz
Lis&videoportteja
Intel Core takana olevan
i7-8650U maéritettavan 1/0-
tilan kautta
o VGA
e DisplayPort
AMD Radeon Erillinen Intel Core Erillinen Erillinen, 4 Gt:n | HDMI 2.0 4096 x 2 304, 60
RX540 i5-8350U DDR5 L ) Hz
Lis&videoportteja
Intel Core takana olevan
i7-8650U maéritettavan 1/0-

®| HUOMAUTUS: Takana olevan maéritettévan |/O-tilan liséportit saatavilla vain erillisen ndyténohjaimen kanssa.

Integroitu Intel HD Graphics -naytonohjain

Intel HD Graphics 620

Jarjestelméén voidaan valita pelk&staan integroitu ndytdnohjain tai siihen voidaan lisata erillinen AMD-n&yténohjainvaihtoehto.

Taulukko 6. Intel HD Graphics 620:n tekniset tiedot

Integroitu ndaytonohjain

Intel HD Graphics 620

Vaylatyyppi

Sisginen PCle

Muistilitéanté

- (yhdennetty muistiarkkitehtuuri, UMA)

Grafiikan taso

GT2
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Taulukko 6. Intel HD Graphics 620:n tekniset tiedot (jatkuu)

Integroitu ndytonohjain

Intel HD Graphics 620

Virran arvioitu enimmaiskulutus (TDP)

15 W (siséltyy suorittimen virrankulutukseen)

Nayttotuki

Jérjestelmassa:

HDMI 2.0
USB Type-C

Pystysuuntainen virkistystaajuus enintaan

Enintaan 85 Hz, riippuu ndyton tarkkuudesta

Kayttojarjestelman grafiikkasovellusliittymien tuki

DirectX 12-, OpenCL 2.0-, OpenGL 4.3-/4.4-, OpenGL ES -tuki

analoginen ja/tai digitaalinen)

Tuetut tarkkuudet ja enimmaispaivitystineys (Hz) (Huom.

Jérjestelmén litdnnat: Digitaalinen (HDMI) enintdan: 2 560 x 1 600,
4096 x 2 304, 24 Hz

Telakassa:

Digitaalinen enint&én: (DisplayPort 1.2) 3 840 x 2 160, 60 Hz
Digitaalinen enintaan: (SL-DVI) 1920 x 1 080, 60 Hz

Analoginen: (VGA) Jéarjestelman néyttd (14 tuumaa / 15
tuumaa) 2 048 x 1152, 60 Hz

Kolmen ndytdn kokoonpano: korkeintaan kunkin litdnnan tukema
enimmaistarkkuus

Nayttdjen tuettu maara

e Jarjestelman portit: Enintdén kolme nadyttda - jarjestelman
nayttd ja enintdén kaksi ulkoista ndyttoa kussakin liitdnnassa
(HDMI, USB Type-C)

e Telakassa: Enintdan kolme nayttda (jarjestelman/VGA-/DP-/
HDMI-nayttojen yhdistelma)

Intel UHD Graphics 620

Taulukko 7. Intel UHD Graphics 620 (8. sukupolven Intel Core) -nayténohjaimen tekniset tiedot

Integroitu ndytonohjain

Intel UHD Graphics 620 (8. sukupolven Intel Core)

Vaylatyyppi

Sisdinen PCle

Muistiliitanta

- (yhdennetty muistiarkkitehtuuri, UMA)

Grafiikan taso

GT2

Virran arvioitu enimmaiskulutus (TDP)

15 W (siséltyy suorittimen virrankulutukseen)

Nayttotuki

Jérjestelmassa:

HDMI 2.0
USB Type-C

Pystysuuntainen virkistystaajuus enintaan

Enintdén 85 Hz, riippuu ndyton tarkkuudesta

Kayttojarjestelman grafiikkasovellusliittymien tuki

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

analoginen ja/tai digitaalinen)

Tuetut tarkkuudet ja enimmaispaivitystineys (Hz) (Huom.

Jérjestelman portit:

e Digitaalinen enintdan: (HDMI) 4 096 x 2 304, 24 Hz

e Analoginen: (VGA) Jarjestelmén (14 tuumaa/15 tuumaa) tai
telakan néyttd 2 048 x 1152, 60 Hz

Telakassa:

Digitaalinen enint&an: (DisplayPort 1.2) 3 860 x 2 160, 60 Hz
Digitaalinen enintéan: (SL-DVI) 1920 x 1 080, 60 Hz

Analoginen: (VGA) Jarjestelman néyttd (14 tuumaa / 15
tuumaa) 2 048 x 1152, 60 Hz
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Taulukko 7. Intel UHD Graphics 620 (8. sukupolven Intel Core) -ndaytonohjaimen tekniset tiedot (jatkuu)

Integroitu ndytonohjain

Intel UHD Graphics 620 (8. sukupolven Intel Core)

Kolmen naytén kokoonpano:

e (telakassa taiilman) tarkkuus enintdan 1 920 x 1 200 ndyttda
kohti

Nayttdjen tuettu maara

e Jarjestelman portit: Enintdan kolme nayttda - jarjestelman
naytto ja yksi ulkoinen nayttd kussakin litdnnassa (HDMI, VGA
(14 tuumaa/15 tuumaa))

e Telakassa: Enintdan kolme néyttda (jarjestelman/VGA-/DP-/
HDMI-nayttojen yhdistelma)

Intel HD Graphics 520

Taulukko 8. Intel HD Graphics 520 -nayténohjaimen tekniset tiedot

Integroitu ndaytonohjain

Intel UHD Graphics 620 (8. sukupolven Intel Core)

Vaylatyyppi

Sisginen PCle

Muistiliitanta

- (yhdennetty muistiarkkitehtuuri, UMA)

Grafiikan taso

GT2

Virran arvioitu enimmaiskulutus (TDP)

15 W (siséltyy suorittimen virrankulutukseen)

Nayttotuki

Jérjestelmassa:
HDMI 2.0
USB Type-C

Pystysuuntainen virkistystaajuus enintaan

Enint&an 85 Hz, riippuu ndyton tarkkuudesta

Kayttojarjestelman grafiikoiden / graafisten sovellusliittymien tuki

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Tuetut tarkkuudet ja enimmaispaivitystineys (Hz) (Huom.
analoginen ja/tai digitaalinen)

Jérjestelméan portit:

e Digitaalinen enintdan: (HDMI) 4 096 x 2 304, 24 Hz

e Analoginen: (VGA) Jarjestelméan (14 tuumaa/15 tuumaa) tai
telakan nayttd 2 048 x 1152, 60 Hz

Telakassa:

e Digitaalinen enintdan: (DisplayPort 1.2) 3 860 x 2 160, 60 Hz
Digitaalinen enintdan: (SL-DVI) 1920 x 1 080, 60 Hz
Analoginen: (VGA) Jarjestelman néyttd (14 tuumaa / 15
tuumaa) 2 048 x 1152, 60 Hz

Kolmen ndytdn kokoonpano:

e (telakassa taiilman) tarkkuus enintdan 1 920 x 1 200 ndyttoa
kohti

Nayttdjen tuettu maara

e Jarjestelman portit: Enintdén kolme nadyttda - jarjestelman
naytto ja yksi ulkoinen nayttd kussakin litdnnassa (HDMI, VGA
(14 tuumaa/15 tuumaa))

e Telakassa: Enintdan kolme néyttda (jarjestelman/VGA-/DP-/
HDMI-nayttojen yhdistelma)
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Intel HD Graphics 520

Intel HD Graphics 520 (GT2) on integroitu ndyténohjain, jota kaytetddn monissa Skylake-sukupolven ULV (Ultra Low Voltage, erittéin pieni
virrankulutus) -suorittimissa. Skylake-suorittimen GT2-versio tarjoaa 24 suoritusyksikkda (Execution Unit), joiden kellotaajuus on 1 050
MHz (suorittimen mallista riippuen). HD 520 ei sisalla erillista grafiikkavalimuistia (eDRAM), vaan se kayttaa laitteen padédmuistia (kaksi
64-bittistéd DDR3L-1600- / DDR4-2133-muistia).

Suorituskyky

HD Graphics 520:n suorituskykyyn vaikuttavia tekijoitd ovat mm. L3-valimuistin koko, muistikokoonpano (DDR3/DDR4) ja suoritinmallin
kellotaajuus. Core i7-6600U:n suorituskyky vastaa GeForce 820M -nédytdnohjainta, joten silld voi pelata uusia (2015) peleja matalilla
asetuksilla.

Ominaisuudet

Uudistettu videomoottori tukee H.265-/HEVC-koodekkien entistakin tehokkaampaa laitteistopurkamista. Nayttd voidaan kytked DP 1.2- /
eDP 1.3 -porttiin (enintdan 3 840 x 2 160, 60 Hz). HDMI-portti tukee enintdan 1.4a-versiota (enintdan 3 840 x 2 160, 30 Hz). HDMI 2.0:aa
tuetaan DisplayPort-sovittimen kautta. Samanaikaisesti kytkettyja ndyttdja voi olla enintdén kolme.

Virrankulutus

HD Graphics 520 -ndyténohjainta kéytetdan suorittimissa, joiden virrankulutus on 15 W TDP, joten se soveltuu pienikokoisiin kannettaviin ja
Ultrabook-tietokoneisiin.

Tarkeimmat tekniset tiedot

Seuraava taulukko sisaltaa Intel HD Graphics 520:n tarkeimmat tekniset tiedot.

Taulukko 9. Tarkeimmat tekniset tiedot

Tekniset tiedot Intel HD Graphics 520
Koodinimi Skylake GT2

Arkkitehtuuri 6. sukupolven Intel (Skylake)
Suoritusyksikot 24 — yhdennetty

Ytimen nopeus 300-1 050 (Boost) MHz
Muistin tyyppi DDR3/DDR4

Muistivaylan leveys 64/128 bittia

Jaettu muisti Kylla

Tekniikka 14 nm

Ominaisuudet QuickSync
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Taulukko 9. Tarkeimmat tekniset tiedot (jatkuu)

Tekniset tiedot Intel HD Graphics 520
DirectX DirectX 12 (FL12_1)
Enintaan Nayttotuki Enintaan 3

DP 1.2:n / eDP 1.3:n suurin nayttdtarkkuus 3840 x 2 160, 60 Hz
HDMI:n suurin nayttétarkkuus 3840 x 2160, 30 Hz

Intel HD/UHD Graphics 620

Intel HD/UHD Graphics 620 (GT2) on integroitu ndytdnohjain, jota kdytetddn monissa Skylake-sukupolven ULV (Ultra Low Voltage,
erittéin pieni virrankulutus) -suorittimissa. Skylake-suorittimen GT2-versio tarjoaa 24 suoritusyksikkdd (Execution Unit), joiden kellotaajuus
on 1050 MHz (suorittimen mallista riippuen). HD 520 ei sisélla erillista grafiikkavalimuistia (eDRAM), vaan se kayttaa laitteen padmuistia
(kaksi 64-bittistd DDR3L-1600- / DDR4-2133-muistia).

Suorituskyky

HD/UHD Graphics 620:n suorituskykyyn vaikuttavia tekijoitd ovat mm. L3-valimuistin koko, muistikokoonpano (DDR3L/DDRA4) ja
suoritinmallin kellotaajuus.

Ominaisuudet

Uudistettu videomoottori tukee H.265-/HEVC-koodekkien entistakin tehokkaampaa laitteistopurkamista. Nayttd voidaan kytked DP 1.2- /
eDP 1.3 -porttiin (enintdan 3 840 x 2 160, 60 Hz). HDMI-portti tukee enintdan 1.4a-versiota (enintdan 3 840 x 2 160, 30 Hz). HDMI 2.0:aa
tuetaan DisplayPort-sovittimen kautta. Samanaikaisesti kytkettyja ndyttdja voi olla enintdan kolme.

Virrankulutus

HD Graphics 620 -ndyténohjainta kaytetdan suorittimissa, joiden virrankulutus on 15 W TDP, joten se soveltuu pienikokoisiin kannettaviin ja
Ultrabook-tietokoneisiin.

Tarkeimmat tekniset tiedot

Seuraava taulukko siséltda Intel HD Graphics 620:n tarkeimmat tekniset tiedot.

Taulukko 10. Tarkeimmat tekniset tiedot

Tekniset tiedot Intel HD/UHD Graphics 620
Koodinimi Skylake GT2
Arkkitehtuuri 6. sukupolven Intel (Skylake)
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Taulukko 10. Tarkeimmat tekniset tiedot (jatkuu)

Tekniset tiedot

Intel HD/UHD Graphics 620

Suoritusyksikot

24 — yhdennetty

Ytimen nopeus

300-1050 (Boost) MHz

Muistin tyyppi DDR3/DDR4
Muistivaylan leveys 64/128 bittia
Jaettu muisti Kylla
Tekniikka 14 nm
Ominaisuudet QuickSync

DirectX

DirectX 12 (FL 12_1)

Enintaan Nayttotuki

Enintaan 3

DP 1.2:n / eDP 1.3:n suurin nayttotarkkuus

3840 x 2160, 60 Hz

HDMI:n suurin nayttotarkkuus

5840 x 2160, 30 Hz

AMD Radeon 540 -naytonohjain

Taulukko 11. Radeon 540 -nayténohjaimen tekniset tiedot

Naytonohjain

AMD Radeon 540 -naytonohjain

Grafiikkamuisti 2 Gt GDDR5
Vaylatyyppi PCle x16 Gen3
Muistilitéanté 64-bittinen
Kellonopeus Enintdéan 1124 MHz

Virran arvioitu enimmaiskulutus (TDP)

50 W TGP (naytoénohjain + kuvapuskuri)

Nayttdtuki

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Enimmaisvarisyvyys

Enimmaisvarisyvyys 4:4:4 (12 bittia pikselid kohti)

Pystysuuntainen enimmaispaivitystineys

Enintdan 85 Hz, riippuu ndytdn tarkkuudesta

Kayttojarjestelman grafiikoiden / Graafisten sovellusliittymien tuki

DirectX 12, OpenGL 4.5

Tuetut tarkkuudet ja enimmaispaivitystineys (Hz) (Huom.
analoginen ja/tai digitaalinen)

Yksi DisplayPort 1.4 — 5 120 x 2 880, 60 Hz
Kaksi DisplayPort 1.4:48 — 5 120 x 2 880, 60 Hz

Nayttdjen tuettu maara

Enintaan viisi ndyttoda, joiden tarkkuus on 4 096 x 2 160, 60 Hz

AMD Radeon RX 540 -naytonohjain

Taulukko 12. Radeon RX 540 -ndytonohjaimen tekniset tiedot

Naytonohjain

AMD Radeon RX 540 -naytonohjain

Grafiikkamuisti 4 Gt GDDR5
Vaylatyyppi PCle x16 Gen3
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Taulukko 12. Radeon RX 540 -ndytonohjaimen tekniset tiedot (jatkuu)

Naytonohjain

AMD Radeon RX 540 -ndyténohjain

Muistiliiténta

128-bittinen

Kellonopeus

Jopa 1219 MHz

Arvioitu enimmaisteho

50 W TGP (naytdnohjain + kuvapuskuri)

Nayttotuki

eDP/DVI/ DisplayPort/HDMI

Enimmaisvarisyvyys

Enimmaisvarisyvyys 4:4:4 (12 bittia pikselid kohti)

Pystysuuntainen enimmaispaivitystineys

Enintdan 395 Hz, 1920 x 1080
Enintaan 118 Hz, 3 840 x 2 160

Kayttojérjestelman grafiikoiden / Graafisten sovellusliittymien tuki

DirectX 12, OpenGL 4.5

Tuetut tarkkuudet ja enimmaispaivitystiheys (Hz)

e Digitaalinen enintdan: Yksi DisplayPort 1.4 — 5120 x 2 880, 60
Hz (mDP / USB Type-C-DP)

e Digitaalinen enintaan: Kaksi DisplayPort 1.4 — 5 120 x 2 880, 60
Hz (mDP / USB Type-C-DP)

Nayttdjen tuettu maara

Enint&an viisi ndyttoa, joiden tarkkuus on 4 096 x 2 160, 60 Hz

Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass 5: Corningin tutkimusten perusteella rikkoutuminen oli asiakkaiden yleisin valitusten aihe. Uusimman lasin koostumus
kehitettiin vastaamaan t&8han ongelmaan. Uusi lasi on yhté ohut ja kevyt kuin edellisetkin versiot, mutta uusi koostumus on merkittavasti
parantanut sen vaurionkestavyytté ja soveltuvuutta kenttatydhon. Testeissé Corning Gorilla Glass 5:n kestavyytta kokeiltiin teravia iskuja,

kuten asvalttia ja muita arjen pintoja vastaan.

Edut

entistd parempi vahvuus kayton jalkeen
kestaa hyvin naarmuuntumista ja teravia iskuja
parannettu pudotusten kesto

ensiluokkainen pinnan vimeistely.

Kayttokohteet

e |hanteellinen ndytdn suoja elektronisiin laitteisiin, kuten
o &lypuhelimiin
o kannettaviin ja tablet-tietokoneisiin
o puettaviin laitteisiin
kosketusnaytollisiin laitteisiin
optisiin osiin
vahvoihin lasikappaleisiin.

Mitat

Paksuus: 0,7 mm
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Viskositeetti

Taulukko 13. Viskositeetti

Parameters (Parametrit) Vektorit
Pehmenemispiste (107 poisia) 884 °C
Jaahtymispiste (1032 poisia) 623 °C
Jannityksen pistopiste (10M7 poisia) 571°C
Ominaisuudet

Taulukko 14. Ominaisuudet

Tiheys 2,43 g/cm
Kimmokerroin 76,7 GPa
Poissonin luku 021
Leikkauskerroin 31,7 GPa

Vickers-kovuus (200 g:n kuormitus)

e Karkaisematon 489 kgf/mm?
e Karkaistu 596 kgf/mm?
596 kgf/mm?
Murtumissitkeys 0,69 MPa m95
Laajenemiskerroin (0—300 °C) 788 x107 /°C

Kemiallinen karkaisu

>850 MPa:n kemiallisen karkaisun kestavyys 50 um:n kerrossyvyyteen (DOL)

Tiedot saattavat muuttua

Optiset tiedot

Taulukko 15. Optiset tiedot

Taittokerroin (590 nm)

Ydinlasi** 1,50
Puristuskerros 1,51
Jannitysoptinen vakio 30,3 nm/cm/MPa

** Ytimen lukua kaytetddn FSM-pohjaisiin mittauksiin, koska ioninvaihdon olosuhteet eivat vaikuta siihen.

Kemiallinen kestavyys

Kestéavyytta mitataan massan menetyksenéd pinta-alayksikkodé kohti alla mainittuihin liuottimiin upotuksen jélkeen Arvot riippuvat pitkalti
testiolosuhteista. lImoitetut arvot koskevat Gorilla Glass 5 -lasia.
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Taulukko 16. Kemiallinen kestavyys

Aine Kellonaika Lampatila (°C) Painon menetys (mg/cm2)
HCI-5 % 24 tuntia 95 59

NH4F:HF - 10 % 20 min 20 1.0

HF - 10 % 20 min 20 252

NaOH - 5 % 6 tuntia 95 2,7

Sahkotekniset tiedot

Taulukko 17. Sahkotekniset tiedot

Taajuus (MHz) Dielektrisyysvakio Dielektrinen havidkerroin
54 7,08 0,009
163 7,01 0,010
272 7,01 0,01
272 7,00 0,010
490 7,99 0,010
599 7,97 0,01
912 7,01 0,012
1499 6,99 0,012
1977 6,97 0,014
2466 6,96 0,014
2986 6,96 0,014

NIST Technical Notes 1520- ja -1355-R-julkaisuissa kuvaillun mukainen katkaistu koaksiaalijohto.

Corning Gorilla Glass 5:n testaus.

e Entistd parempi (jopa 1,8-kertainen) syvien naarmujen kestavyys.

e Entistd nopeampi kemiallinen karkaisu, korkealla puristuspaineella ja syvemmalla puristussyvyydelld
o Vahaisempi vauriosyvyys naarmuuntumisasteen ollessa korkea

e Mahdollistaa ohuemman lasin kayton

Kynan kaytto

Tietokone tukee useita syottolaitteita. Tietokoneessa on tavallinen USB-nappaimistd ja -hiiri, joiden lisdksi voit kayttaa sdhkdstaattista
kynaa/nayttokynaa tai sormeasi syottolaitteena.

Kynan kayttaminen hiirena

Voit kayttaa kynaé hiiren tai kannettavan tietokoneen kosketuslevyn tavoin. Pieni osoitin tulee nakyviin, kun pidat kynaa nayton lahella.
Osoitin liikkuu kynan liikkeiden mukaisesti. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, miten kynaa kaytetaan.

Taulukko 18. Kynan toiminnot

Toiminto Toiminto:

Napauta ndyttda kevyesti kynan karjella. Vastaa hiiren napsautusta.
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Taulukko 18. Kynan toiminnot (jatkuu)

Toiminto Toiminto:

Kaksoisnapauta nayttda kevyesti kynan karjella. Vastaa hiiren kaksoisnapsautusta.

Pida kynan karkea naytolla, kunnes Windows piirtaa taydellisen Vastaa napsautusta hiiren kakkospainikkeella.
ympyran osoittimen ymparille.

Kynan kayttaminen kynana

Kasinkirjoituksen tunnistusohjelmiston ansiosta voit kirjoittaa sovelluksissa kynalld. Windows Journal ja eraat muut sovellukset tukevat
kirjoittamista suoraan sovellusikkunaan.

Lehtio-PC:n syotepaneeli

Kun sovellus ei suoraan tue kynaa syottolaitteena, voit kdyttaa Lehtio-PC:n sydtepaneelia kirjoittaaksesi tekstid sovellukseen. Jos
napautat muokattavaa aluetta, Lehtio-PC:n sydtepaneeli -kuvake tulee nakyviin. Kun napautat kuvaketta, syétepaneeli tulee nakyviin
naytén reunasta.

-

.¢

Voit siirtda syotepaneeli-valilehted vetamalla sitd ylos- tai alaspéin ndytdn reunaa
pitkin. Kun napautat sita, sydtepaneeli avautuu néytolle vélilehden korkeudelle.

@I%J Tools - 24

4

1

:

Sipaisu kynalla

Voit suorittaa kynén sipaisulla joitain toimintoja, jotka tavallisesti edellyttaisivat esim. <Page Up>- tai nuolindppéimen painamista. Kynan
sipaisut ovat nopeita likkeita tiettyyn suuntaan. Veda kynaa pieni matka johonkin kahdeksasta suunnasta. Tablet-tietokone suorittaa
maaritetyn toiminnon, kun kynan sipaisu tunnistetaan.
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Celete 5 Z

x E

[}
=
-

[

3 €

Back Forward
Undo i Paste
+*
Crag Down

Voit muuttaa kynén sipaisun oletusasetuksia:

1.

Napsauta Kaynnistad > Ohjauspaneeli > Kyna ja kosketus ja valitse Kynan liikkeet-valilehti.

2. Muokkaa asetuksia ja valitse OK.

,J" Pen and Touch

28]

Pen Options | Flicks |Handwriting | Touch IPanning|

[¥]1ze flicks to perform common actions quickly and easily!

@ Mavigational flicks ﬁ}]
= Mavigational flicks and
" editing flicks
Customize...
Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks.

Relaxed Precse

Pen: ; D

Touch: i G

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

i oK ] [ Cancel Apply
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Muistikortinlukija

@ HUOMAUTUS: Muistikortinlukija on integroitu kannettavien jarjestelmien emolevyyn. Jos lukijassa vioittuu tai lakkaa toimimasta,
vaihda emolevy.

Muistikortinlukija laajentaa kannettavien jarjestelmien toimintoja ja kéyttdtapoja erityisesti digikameroiden, MP3-soittimien ja puhelinten
kanssa. Téllaisissa laitteissa hyddynnetdan muistikortteja tiedon tallentamiseen. Muistikortinlukija mahdollistaa helpon tiedonsiirron laitteiden
valilla.

franscend &

-

Nyky&én on saatavilla erityyppisid muistikortteja. Alla on lueteltu muistikortinlukijan tukemat korttityypit.
SD-kortinlukija

1. Memory Stick

2. Secure Digital (SD)

3. Secure Digital High Capacity (SDHC)

4. Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

UEFI BIOS

UEFI on lyhenne sanoista Unified Extensible Firmware Interface. UEFI maarittaa tietokoneen kayttojarjestelmien ja alustan laiteohjelmiston
valisen littyman uuden mallin. Liittyma koostuu alustaan liittyvia tietoja sisaltavista tietotaulukoista sekad kaynnistyksen ja suorituksen
aikaisista palvelupyynndista, joita kayttojarjestelma ja sen latausohjelmisto kayttavat. Nama muodostavat yhdessa standardoidun
ymparistdn kayttojarjestelman kdynnistdmiseen ja kdynnistysta edeltavien sovellusten suorittamiseen. Sovellusten koodaustapa on

eras BIOS:in ja UEFI:n oleellisimmista eroista. Assembler-kaantajaa kaytetaan koodattaessa toimintoja tai sovelluksia BIOS:ille. UEFI:n
ohjelmointiin kaytetaan korkeamman tason kielikoodia.

Dellin UEFI BIOS -toteutus korvaa tulevaisuudessa aiemmat kaksi BIOS-maaritysté niin kannettavissa kuin poytatietokoneissakin
yhdistédmalla ne UEFI BIOS -méaéritykseksi.

Tarkeita tietoja

Perinteisen BIOS:in ja UEFI BIOS:in valilla ei ole eroja, ellei BIOS:in kdynnistysluettelon vaihtoehdoista valita UEFI-vaihtoehtoa. Sen avulla
kayttéja voi luoda UEFI-kdynnistysvaihtoehtoluettelon manuaalisesti ilman, etté se vaikuttaa aiempaan kaynnistysjarjestysluetteloon. UEFI
BIOS:in kayttéonoton mydtd muutokset koskevat 18hinné valmistustyokaluja ja -toimintoja, ja vaikutus asiakkaan kayttdtapauksiin on
véhéinen.

Huomioi seuraavat asiat:

e Jos (ja VAIN jos) asiakkaalla on UEFI-k&ynnistyslaite (optinen tai USB-tallennuslaite), kertakdynnistysvalikon lisdosiossa ndytetaan
UEFI-kéaynnistysvaihdot. Vaihtoehtoa ei ndy, jos tietokoneeseen ei ole litetty UEFI-kdynnistyslaitetta. Useimmat kayttéjat eivat koskaan
née tata vaihtoehtoa, ellei UEFI-kdynnistysvaihtoehtoa valita manuaalisesti Kdynnistysjarjestys-asetuksista.

e Miten huoltotunnus/omistajamerkinta vaindetaan?

Kun huoltoteknikko vaihtaa emolevyn, hdnen on kirjattava jarjestelmaan huoltotunnus, kun jarjestelmé kaynnistetdan seuraavan kerran.
Huoltotunnusta ei tarvitse antaa tata seuraavilla kdynnistyskerroilla. Jos huoltotunnusta ei kirjata, jarjestelman akku ei valttamatta
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lataudu. Taman vuoksi oikean huoltotunnuksen kirjaaminen on aarimmaisen tarkeda. Vaaraa huoltotunnusta ei voi nollata, vaan teknikon

on tilattava uusi korvaava emolevy.
e Miten omistajuusmerkinnan tietoja muutetaan?

Omistajuusmerkinnan tietoja voidaan muuttaa jollain seuraavista tydkaluista.

Kannettavien laitteiden Dell Command Configure -tydkalu

Jos asiakas ilmoittaa omistajuusmerkinnan olevan jo taytetty jarjestelman BIOS:issa emolevyn vaihtamisen jalkeen, merkinté on
tyhjennettava tai maaritettava. Asiakas voi ladata Dell Command Configure -tydkalun (DCC), joka mahdollistaa BIOS-asetusten
muokkaamisen, mukaan lukien omistajuusmerkinnan muuttamisen Windowsissa. Tyokalu toimii seka vanhoissa jarjestelmissa ettd uutta
UEFI BIOS -alustaa kayttavissa jarjestelmissa. Katso tekniikan kuvaus Ohjelmisto ja viranmaaritys -osiosta.

Jarjestelmanhallinta - Paikallisesta pilvihallintaan

Dell Client Command Suite on maksuton tyokalupaketti, jonka voi ladata kaikille OptiPlex- ja Latitude-tietokoneille osoitteesta https://
dell.com/command. Se automatisoi ja virtaviivaistaa jarjestelmanhallintatehtavat mika séastaé aikaa, rahaa ja resursseja. Se koostuu
seuraavista moduuleista, joita voidaan kayttaa erikseen tai jarjestelménhallintakonsoleiden (esim. SCCM) kanssa.

Dell Command | Deploy mahdollistaa eri kayttojarjestelmien helpon kayttéonoton ja tarjoaa useita jarjestelmakohtaisia ohjaimia, jotka on
purettu ja pelkistetty kayttojarjestelmélle sopivaan tilaan.

Dell Command | Configure on graafiseen kayttolittymaan perustuva jarjestelmanhallintatydkalu laitteistoasetusten maarittdmiseen
kayttojarjestelman asentamista edeltavassa tai sen jalkeisessa ymparistdssa. Se toimii saumattomasti SCCM:n ja Airwatchin kanssa ja
integroituu itsestddn LANDesk- ja KACE-hallintaymparistdihin. BIOS on kaiken keskidssd. Command | Configure mahdollistaa yli 150:n
BIOS-asetuksen etdautomatisoinnin ja -maarittdmisen kayttokokemuksen yksilollistamiseksi.

Dell Command | PowerShell Provider tarjoaa samat toiminnot kuin Command | Configure, mutta eri tavalla. PowerShell on
ohjelmointikieli, jonka avulla asiakkaat voivat luoda mukautetun ja dynaamisen maaritysprosessin.

Dell Command | Monitor on Windows Management Instrumentation (WMI) -agentti, joka antaa jérjestelmanvalvajille laajat laitteistoa ja
sen kuntoa koskevat tiedot. Jarjestelmanvalvojat voivat myos maarittaa laitteiston etdna komentorivin ja komentosarjojen avulla.

Dell Command | Update (kayttédjien tydkalu) on tehdasasennettu tydkalu, jonka avulla jarjestelmanvalvojat voivat hallita asentaa
Dellin BIOS-, ohjain- ja ohjelmistopdivitykset yksitellen. Command | Update -tydkalun ansiosta paivitysten etsimisen ja lataamisen vaiva on
historiaa.

Dell Command | Update Catalog -katalogi tarjoaa haettavat sisélldnkuvaustiedot, joiden ansiosta hallintakonsoli voi noutaa uusimmat
jarjestelmakohtaiset paivitykset (ohjain-, laiteohjelmisto- ja BIOS-paivitykset). Péivitykset toimitetaan kayttaijille asiakkaan katalogia
kayttavan jarjestelmanhallintainfrastruktuurin kautta.

Dell Command | vPro Out of Band -konsoli lagjentaa laitteistohallinnan jarjestelmiin, jotka ovat offline-tilassa tai joiden
kayttojarjestelmaén ei saada yhteytta (Dellin yksinoikeudelliset ominaisuudet).

Dell Command | Integration Suite for System Center — Téma kokoelma integroi kaikki Client Command -tydkalupaketin térkeimmaét
osat Microsoft System Center Configuration Manager 2012- ja nykyiseen haaraversioon.

Dell Client Command Suiten VMware Workspace ONE Powered by AirWatch -integroinnin ansiosta asiakkaat voivat hallita Dell-
asiakaslaitteistoaan pilvipohjaisen Workspace ONE -konsolin avulla.

Kaistan ulkopuolinen jarjestelmanhallinta - Intel vPro ja Intel Standard

Manageability

Intel vPro ja Intel Standard Manageability on maaritettava Dellin tehtaalla ostohetkelld. Niita El voi paivittaa kentalla. Ne tarjoavat kaistan
ulkopuolisen hallinnan ja DASH-yhteensopivuuden.

Intel vPro

Intel vPro on saatavilla Intel Core i5- ja i7-suorittimien kanssa. Se tarjoaa kaikkein kattavimmat kaistan ulkopuoliset hallintaominaisuudet,
kuten KVM- ja IPv6-tuen, hellan sammutuksen ja kaikki aiempien vPro-versioiden ominaisuudet. Se kéyttaa Intelin Active Management
Technology (AMT) -tekniikan uusinta versiota.
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Katso vPron lisatiedot Intel-sivustolta osoitteessa https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-
platform-general.ntml.

Intel vPron ainutlaatuinen, uusi Dell Remote Provisioning -ominaisuus aktivoi tietokoneen vPro-ominaisuudet nopeasti, miké alentaa vPro:n
mé&ritysajan kuukausista alle yhteen tuntiin. Dell Remote Provisioning -ominaisuus on saatavilla Intel vProlle Dell Command | Integration
Suite for Systems Center -moduulin osana

Intel Standard Manageability (ISM)

ISM siséltéaa rajoitetun valikoiman kaistan ulkopuolisia ominaisuuksia, kuten jéarjestelman etékaynnistémisen ja -sammuttamisen, Serial-over-
LAN-uudelleenohjauksen, Wake-on-LAN-heratyksen jne.

Katso Intel ISM:n lisdtiedot Intel-verkkosivustolta osoitteesta https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-standard-
manageability.

Trusted Platform Module (TPM)

Trusted Platform Module (TPM) on erillinen salaussuoritin, joka on suunniteltu laitteiston suojaamiseen. Se integroi salausavaimet laitteisiin.
Ohjelmisto voi kayttaa Trusted Platform Modulea laitteiston laitteiden todentamiseen. Koska jokaiseen TPM-siruun on sydtetty yksildllinen
ja salainen RSA-avain valmistuksen aikana, sirua voidaan kayttaa alustan todennukseen.

@ HUOMAUTUS: Trusted Platform Module (TPM) on osa emolevya. Jos emolevy vaihdetaan, salaus on keskeytettava

kayttojarjestelmassa ja otettava kayttdon uudelleen uuden emolevyn BIOSissa ennen kuin salausta jatketaan.

Jos emolevy yritetaan vaihtaa ilman salauksen keskeyttamista ennen vaihtoa, kayttojarjestelma vioittuu ja
tuloksena voi olla tilanne, jossa jarjestelma ei kdaynnisty.

Sormenjalkitunnistin

Téassé aiheessa kerrotaan sormenjélkitunnistimen hyddyntdmasté ohjelmistosta.

Kannettavien laitteiden sisdanrakennettu sormenjalkitunnistin sijaitsee kdmmentuessa kosketuslevyn oikealla puolella. Sormenjalkitunnistin
on valinnainen lisévaruste, joka ei sisélly kaikkiin jarjestelmiin. Sormenjalkitunnistimen ajuri siséltaa Dell ControlVault -ohjelmistopaketin, joka
mahdollistaa laitteen toiminnan. Dell tarjoaa teknisté tukea niin ohjelmistoa kuin Latitude-jarjestelmidkin koskevissa tapauksissa.

Dell ControlVault -ohjelmisto

Sormenjalkitunnistimen ohjelmistopaketin nimi on Dell ControlVault. Se mahdollistaa sormenjélkitunnistimen seuraavat toiminnot:

sormenjalkitunnistimen kayttaminen Windows-kayttojarjestelmaan kirjautumiseen ja jarjestelman kdynnistyssalasanan antamiseen
verkkosivujen ja Windows-sovellusten rekisteréiminen iiman salasanaa

suosikkisovelluksen kaynnistdminen sormen pyyhkaisylla

luottamuksellisten tietojen tallentaminen salattuun kansioon.

Kayttdjan on rekisterditédva sormenjalkensd, jotta toimintoja voidaan kayttaa. Helppokayttdinen ohjattu toiminto avustaa kayttéjaa
sormenjalkien rekisterdinnissa. Kayttéja voi tallentaa sormenjalkensé halutessaan joko kiintolevylle tai sormenjélkitunnistimen muistiin.

®| HUOMAUTUS: Kayttajan on rekisterditdva useamman kuin yhden sormen sormenjalki.

USB:n ominaisuudet

USB-liitédnta (lyhenne sanoista Universal Serial Bus) otettiin kdyttéon vuonna 1996. Se helpottaa huomattavasti hiirien, ndppaimistojen,
ulkoisten asemien ja tulostimien kaltaistan oheislaitteiden yhdistdmisté tietokoneeseen.

Taulukko 19. USB:n kehitys

Tyyppi Tiedonsiirtonopeus Luokka Lanseerausvuosi

USB 2.0 480 Mbps Nopea 2000

38 Tekniikka ja komponentit


https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html
https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-standard-manageability
https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-standard-manageability

Taulukko 19. USB:n kehitys (jatkuu)

Tyyppi Tiedonsiirtonopeus Luokka Lanseerausvuosi
USB 3.0/USB 3.1Gen 1 | 5 Gbps SuperSpeed 2010
USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Yli kuuteen miljardiin myytyyn laitteeseen asennettu USB 2.0 on jo vuosia ollut PC-tietokoneiden vakiintunut liitintyyppi. Tietokoneiden
jatkuvasti kasvavan laskentatehon ja suurempien tiedonsiirtovaatimusten takia nopeutta tarvitaan yhd enemman. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
vastaavat lopultakin kuluttajien vaatimuksiin teoriassa 10-kertaisella siirtonopeudella edeltgjadnsa verrattuna. USB 3.1 Gen 1:n ominaisuudet
tiivistettyna:

Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)

Suurempi maksimaalinen vaylateho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita

Uudet virranhallintaominaisuudet

Taysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille

Taaksepain yhteensopiva USB 2.0:n kanssa

Uudet liittimet ja kaapeli

Alla olevat aiheet kattavat joitain useimmin kysyttyja kysymyksia USB 3.0:sta/USB 3.1 Gen 1:sta.

SUPERSPEED
_USB
sen

Nopeus

Talla hetkella viimeisin USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -standardi maarittelee kolme nopeustilaa. Ne ovat Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed.
Uuden Super-Speed -tilan siirtonopeus on 4,8 Gb/s. Standardiin siséltyvat vanhat Hi-Speed- ja Full-Speed -USB-tilat, joita kutsutaan myo&s
nimilla USB 2.0 ja 1.1. Hitaampien tilojen siirtonopeus on edelleen 480 Mb/s ja 12 Mb/s, ja ne on séilytetty taaksepéin yhteensopivuuden
VUOKSI.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 saavuttavat huomattavasti paremman suorituskyvyn seuraavilla teknisilla muutoksilla:

Ylimaarainen fyysinen vayla, joka on lisatty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -vaylan kanssa (katso alla oleva kuva).
USB 2.0:lla oli aiemmin neljd johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 lisdavét nelja johtoa kahdelle
differentiaalisignaaliparille (vastaanotto ja l8hetys), joten liittimissé ja kaapeleissa on yhteensé kahdeksan litantaa.

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kayttavat kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Téma kasvattaa
teoreettisen tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

USB 2.0 saattaa olla liian hidas nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin, jotka ovat kasvussa teravapiirtovideoiden, teratavuluokan tallennuslaitteiden
ja korkeiden megapikselimaarien digikameroiden takia. Liséksi USB 2.0 -yhteys ei todellisuudessa paase lahellekdan teoreettista 480 Mb/s:n
enimmaissiirtonopeutta. Kéytdnndssa enimmaisnopeus on noin 320 Mb/s (40 Mt/s). Vastaavasti USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -yhteydet eivat

Tekniikka ja komponentit 39



voi saavuttaa 4,8 Gbps:n siirtonopeutta. Todellisissa olosuhteissa tiedonsiirtonopeus tulee todennakdisesti olemaan enintédan 400 Mt/s.
Talld nopeudella USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on kymmenkertainen parannus USB 2.0:aan verrattuna.

Kayttokohteet

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 raivaavat kaistaa ja antavat laitteille enemman tilaa tarjota entista parempi kokonaiskokemus. Aikaisemmin videon
toisto USB-laitteelta oli hadin tuskin siedettavaa (niin enimmaispiirtotarkkuuden, latenssin kuin videon pakkauksenkin kannalta), joten

on helppo uskoa, ettd USB-videoratkaisut toimivat paljon paremmin 5—10-kertaisella kaistanleveydelld. Single-Link DVI edellyttaa lahes

2 Gbps:n tiedonsiirtonopeutta. 480 Mbps oli tdman kannalta rajoittava, kun taas 5 Gbps on lupaavaakin parempi. Luvatun 4,8 Gbps:n
nopeutensa ansiosta standardi soveltuu muun muuassa ulkoisiin RAID-asemiin ja muihin tuotteisiin, jotka eivat aikaisemmin sopineet USBille.

Alla luetellaan joitain tarjolla olevia SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -tuotteita:

Taysikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
Pienikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevytelakat ja -sovittimet
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -Flash-asemat ja -lukijat

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -SSD-asemat

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -RAID-asemat

Optiset media-asemat

Multimedialaitteet

Verkot

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -sovitinkortit ja -jakajat

Yhteensopivuus

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on onneksi suunniteltu alusta pitden yhteensopivaksi USB 2.0:n kanssa. Vaikka USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hyddyntaa
uuden protokollan korkeampaa nopeuspotentiaalia useammiilla litoskohdilla ja kaapeleilla, itse liitin on tdsmalleen samanmuotoinen ja sen
nelja USB 2.0 -litoskohtaa sijaitsevat samoissa paikoissa kuin ennenkin. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:ss8 on viisi uutta litoskohtaa, jotka siirtavat
tietoa uusien kaapeleiden kautta ja jotka tulevat kosketuksiin ainoastaan SuperSpeed USB -litdnnan kanssa.

USB PowerShare

USB PowerShare -ominaisuuden avulla USB-laitteita (matkapuhelimia, kannettavia musiikkisoittimia jne.) voidaan ladata kannettavan
jarjestelman akkuvirralla..

USB-laitteiden lataamiseen voidaan kayttaa vain SS+USB+AKku--> “"  -kuvakkeella merkittya USB-liitantaa.

Toiminto voidaan maarittaé jarjestelman maaritysohjelmassa On Board Devices (liitetyt laitteet) -kohdasta. Voit myds valita,
kuinka paljon akun virtaa voidaan kayttaéa (ks. alla). Jos USB PowerShare -asetus on 25 %, ulkoisia laitteita voidaan
ladata, kunnes akun varaus laskee 25 %:iin enimmaisvarauksesta (75 % tietokoneen akun varauksesta on kaytetty).

5 USB PowerShare
Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% ©@75%
SATA Operation
On Board Devices Srle
Keyboard lllumination @ 25%
SB PowerShare]
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USB PowerShart
+ Power Management : e
% Post Behavior This feature is intended to allow users to ch
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USB Type-C

USB Type-C on uusi pieni litdnta. Se tukee useita uusia katevia USB-standardeja (esimerkiksi USB 3.1ja USB Power Delivery eli USB PD).

Alternate Mode (vaihtoehtoinen tila)

USB Type-C on uusi erittdin pienikokoinen standardiliitdntd. Se on noin kolmanneksen vanhan USB Type-A -litdnnan koosta. Se on
standardiliitdntd, jota jokaisen laitteen pitaisi pystya kayttdméaan. USB Type-C -portit voivat tukea useita eri protokollia vaihtoehtoisilla
tiloilla. TAman ansiosta voit kaytté4é sovittimia, jotka tuottavat yhdestd USB-portista HDMI-, VGA- tai DisplayPort-signaalin tai muiden
litdntastandardien signaaleja.

USB Power Delivery -virranjako

USB PD -standardi liittyy laheisesti USB Type-C -standardiin. Talla hetkelld lypuhelimet, taulutietokoneet ja mobiililaitteet kayttavat usein
lataamiseen USB-yhteytta. USB 2.0 -yhteydella voi siirtaa 2,5 wattia, mika kylla riittdd puhelimen lataamiseen, mutta ei juuri muuhun.
Esimerkiksi kannettava voi vaatia jopa 60 wattia. USB Power Delivery -standardin ansiosta voidaan siirtaa jopa 100 wattia. Se on myds
kaksisuuntainen, joten laite voi seka l&hettda ettd vastaanottaa virtaa. Liséksi virtaa voidaan l&hettdd samanaikaisesti tiedonsiirron kanssa.

Taman ansiosta saatamme péasté eroon kaikkien valmistajien omista latauskaapeleista, kun lataaminen on mahdollista USB-
standardiliitannalla. Ehké pian voit ladata kannettavasi samanlaisella kannettavalla akulla, jolla lataat &lypuhelimia ja muita mobiililaitteita

jo nykyaan. Voit yhdistaa kannettavan ulkoiseen nédyttdon, joka on yhteydessa virtakaapeliin: USB Type-C -yhteyden ansiosta ulkoinen
naytto lataa tassa yhteydessa kannettavasi. Jotta tdma on mahdollista, laitteen ja kaapelin taytyy tukea USB Power Deliverya. Pelkka USB
Type-C -yhteys ei valttamatta riitd tahan.

USB Type-C ja USB 3.1

USB 3.1 on uusi USB-standardi. USB 3:n teoreettinen kaistanleveys on 5 gigabittid sekunnissa, mutta USB 3.%:lle se on jopa 10 gigabittia
sekunnissa. Kaistanleveys on siis jopa kaksinkertainen — ja yhtéa nopea kuin ensimmaisen sukupolven Thunderbolt-litannalla. USB Type-C
ei ole sama asia USB 3.1. USB Type-C tarkoittaa vain liitdnndn muotoa, mutta tekniikkana saattaa silti olla vain USB 2 tai USB 3.0. Itse
asiassa Nokian N1 Android -taulutietokoneessa on USB Type-C -litdntd, mutta kaytetty tekniikka on vain USB 2.0 — ei edes USB 3.0.
Nama tekniikat littyvat kuitenkin laheisesti toisiinsa.

Ethernet

Intel 1I219LM Jacksonville WGI219LM -tuoteperheen Gigabit Ethernet -kontrollerit mahdollistavat laitteiden yhdistdmisen Intel Skylake
-piirisarjaan kompaktin, yhteen porttiin integroidun liittyman kautta.

Intel WGI219LM on yritystason LAN-tuote, joka tukee Intel vPro-, Intel AMT2-, Energy Efficient Ethernet- (802.3az)- ja Intel SIPP
-tekniikkaa seké palvelinkayttojarjestelmia.

Tuotteen ominaisuudet

Yleista

10 BASE-T IEEE 802.3 -vaatimusten mukainen

100 BASE-TX IEEE 802.3 -vaatimusten mukainen

1000 BASE-T IEEE 802.3 -vaatimusten mukainen

Energy Efficient Ethernet (EEE)

IEEE 802.3az -tuki [matalan virrankulutuksen passiivitila (Low Power Idle, LPI)]
Automaattisen IEEE 802.3u -neuvottelun vaatimusten mukainen

Tukee signaalin pidentdmista (vuorosuuntainen)

Vianmaarityksen silmukointitilat

Edistynyt digitaalisen perustason poikkeamien korjaus

Automaattinen MDI-/MDIX-vaihto kaikilla toimintanopeuksilla
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Automaattinen napaisuuden korjaus

MDC-/MDIO-hallintaliittyma

Joustavat PHY-suodattimet sisdanrakennetun LAN-ohjaimen virran alentamista varten
Alykas toimintanopeus alentaa nopeutta automaattisesti sijainneissa, joissa kaapelit ovat vialliset
PMA-siimukoinnin tuki (ei kaiun kumoamista)

802.1as/1588-yhteensopivuus

Virran optimoinnin tuki

Intelin Stable Image Platform Program (SIPP)

Verkon vélityspalvelinten/ARP-purkamisen tuki

Enintdén 32 ohjelmoitavaa suodatinta

Ei tue vuorosuuntaista Gb/s-toimintaa

Suojaus ja hallittavuus

e Intel vPro -tuki soveltuvien Intel-piirisarjakomponenttien kanssa

Suorituskyky

e Jumbo-kehykset (enintdan 9 Kb)

e 802.1Qja 802.1p

e \/astaanottopuolen skaalaus (Receive Side Scaling, RSS)

e Kaksijonoa (Tx ja Rx)

Virta

e Erittdin alhainen virrankulutus kaapelin ollessa irrotettu (<1 mW), mink& ansiosta alusta tukee lepotilaa kaapelin ollessa kytketty
e Alhainen virrankulutus normaalin toiminnan aikana ja virran ollessa pois paéltéa

e Sisddnrakennettu Intel Auto Connect Battery Saver (ACBS) -virransaasto

e VYksinastainen LAN-yhteyden poistaminen kaytdsta helpottaa BIOS:in kéyttddnottoa

e Taysin sisdénrakennettu kytkent&jannitteen saadin (Switching Voltage Regulator, iISVR)
e | ow Power LinkUp (LPLU)

MAC-/PHY-yhdyspiste

e PCle-pohjainen liitdnta kayttdon aktiivisessa tilassa (SO-tila)
e SMBus-pohjainen liitdnté isénté- ja hallintaliikenteelle (matalan virrankulutuksen Sx-tila)

Kotelo/suunnittelu

48-nastainen kotelo, 6x6 mm 0,4 mm:n johdinvalilla ja paljas maadoituspinta
Kolme mééritettavaa LED-1ahtoa

Integroidut MDI-litdnnén paatevastukset alentavat materiaalikustannuksia
SPI-flash-muistin jakaminen PCH-piirisarjan kanssa alentaa materiaalikustannuksia
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Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

Updated Design 2015/2016
* Microsoft enhancements Intel Platforms
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville) Skylake
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2
= Intel® Ethernet Connection |2

Leading Power Management Skylake PCH
* Connected Standby support
. OmW TDP with typical ~400m\W @ Gigabit
nl Energy Efficient Ethernet (EEE)
Cable Disconnect’

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

Téassé artikkelissa selitetdan HDMI 2.0 seka sen ominaisuudet ja edut.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on alan tukema, pakkaamaton, taysin digitaalinen &&nen-/kuvansiirtoliitin. Sillé voi yhdistéa
mitk& tahansa HDMI-yhteensopivat &4ni- tai kuvaldhteet (esim. DVD-soitin tai viritin-vahvistin) &anen- tai videontoistolaitteeseen (esim.
digitaaliseen televisioon (DTV)). HDMI on tarkoitettu kaytettavaksi televisioiden ja DVD-soitinten kanssa. Kaapeleiden pienempi lukuméaara
ja sisallonsuojausominaisuudet ovat hyddyisté tarkeimpid. HDMI tukee tavallisen, parannetun ja terévapiirtovideon sek& monikanavaisen
digitaalisen &anen siirtoa yhdella kaapelilla.

HDMI 2.0:n ominaisuudet

o HDMI-Ethernetkanava - lisda nopean verkon HDMI-liitdnt&an, jolloin kayttajat voivat tdysin hyddyntéa IP-laitteitaan ilman erillista
Ethernet-kaapelia

e Audion paluukanava - tekee HDMI:lI& kytketyn TV:n, jossa on kiinted viritin, l&hettda audiodataa "ylospa&in" surround-
audiojarjestelméén, eliminoiden erilisen audiokaapelin tarpeen

3D - méaarittaa tulo/lahtodprotokollat tarkeimmille 3D-videomuodoille, raivaten tien todellisille 3D-peleille ja 3D-kotiteatterisovelluksille

Sisaltotyyppi - sisaltotyyppien tosiaikainen signalointi ndyton ja lahdelaitteiden valilla, tehden TV:lle mahdolliseksi optimoida kuva-
asetukset sisdltotyypin perusteella

Enemman varitilaa - lisda tuen uusille varimalleille, joita kdytetdén digikuvauksessa ja tietokonegrafiikassa

4K-tuki - mahdollistaa 1080p:tad huomattavasti paremman videotarkkuuden tukien seuraavan sukupolven nayttoja, jotka kilpailevat
monissa kaupallisissa elokuvateattereissa kaytettyjen Digital Cinema -jérjestelmien kanssa

HDMI-mikroliitin - uusi, pieni liitin puhelimille ja muille kannettaville laitteille, joka tukee jopa 1080p:n videotarkkuutta

e Autokytkentdjarjestelma - uudet kaapelit ja littimet autojen videojarjestelmille, jotka on suunniteltu tayttdmaan
moottorigjoneuvoymparistdn ainutlaatuiset vaatimukset ja tarjoamaan aitoa HD-laatua

HDMI:n edut

Laadukas HDM siirtdd pakkaamatonta digitaalista audiota ja videota, taaten parhaan ja selkeimman kuvanlaadun

Edullinen HDMI tarjoaa digitaalisen litdnnén laadun ja toiminnallisuuden ja tukee samalla pakkaamattomia videomuotoja yksinkertaisella
ja edullisella tavalla

e Audio HDMI tukee useita audiomuotoja tavallisesta stereosta monikanavaiseen surround-8aneen

HDMI yhdistaé videon ja monikanavaisen audion yhteen kaapeliin eliminoiden télla hetkelld AV-jarjestelmissa kaytettuhen useiden
kaapeleiden kustannukset, mutkikkuujen ja sekaannuksen

e HDMI tukee tiedonsiirtoa videoldhteen (kuten DVD-soitin) ja DTV:n valilld, mahdollistaen uusia toiminnallisuuksia
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Komponenttien irrottaminen ja asentaminen

Téssa osiossa on tietoa tietokoneen komponenttien irrottamisesta ja asentamisesta.

Aiheet:

e Turvallisuusohjeet
¢ Suositellut tyokalut

. Kyna

e SIM-kortti

¢ Muistikortti

. Kahva

e Salpaluukut

e Akku

¢ Ensisijainen SSD-kelkka
e SSD

. Kotelon alakansi

e N&appaimistd

¢ WWAN-kortti

¢ WLAN-kortti

*«  GPS (Global Positioning System)

. Muistimoduulit

*  Nappiparisto

. PCle-jaahdytyselementtikokoonpano
. Ensisijainen SSD-kisko

e Telakointiporttikokoonpano

e Jadhdytyselementtikokoonpano

e Takimmainen |/O-kortti

¢ Saranakannet

*  Nayttokokoonpano

. Nayton kehys- ja takakansikokoonpano

. Mikrofoni

. Kamera

e Akkutila

¢ Vasen I/0O-kortti
o Alykortti

. Kaiutin

. Emolevy
*  Rungon pohjakokoonpano

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin ilmoiteta, kussakin
taman asiakirjan menetelméssa oletetaan seuraavien pitédvan paikkansa:

e | ue lisatiedot tietokoneen mukana toimitetuista turvaohjeista.

e (sa voidaan vaihtaa tai — jos se on ostettu erikseen — asentaa suorittamalla poistotoimet kdanteisessa jarjestyksessa.

A VAARA: Ennen kuin teet mitaan toimia tietokoneen sisilla, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisda
turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla.

Monet korjaustoimista saa tehda vain sertifioitu huoltohenkild. Voit tehda vain vianmaaritysta ja sellaisia
yksinkertaisia korjaustoimia, joihin sinulla tuoteoppaiden mukaan on lupa tai joihin saat opastusta verkon tai puhelimen
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vélityksella huollosta tai tekniselta tuelta. Takuu ei kata huoltotdéitd, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama
huoltoliike. Lue tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niita.

Voit valttaa sahkostaattiset purkaukset maadoittamalla itsesi kdyttamalla maadoitusrannehihnaa tai
koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa
liitinta.

Kisittele osia ja kortteja varoen. Al kosketa kortin osia tai kontakteja. Pitele korttia sen reunoista tai
metallisista kiinnikkeista. Pitele osaa, kuten suoritinta, sen reunoista, ei sen nastoista.

Kun irrotat johdon, veda liittimesta tai vetokielekkeesta, ei johdosta itsestaan. Joidenkin johtojen liittimissa
on lukituskieleke; jos irrotat téllaista johtoa, paina lukituskieleketta ennen johdon irrottamista. Kun vedat liittimet
erilleen, pida ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivat vioitu. Lisaksi, ennen kuin kiinnitat johdon, tarkista ettd molemmat
liitannat ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.

HUOMAUTUS: Irrota kaikki virtaldhteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet lopettanut tietokoneen
sisdosien kasittelemisen, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen kytkemista pistorasiaan.

Kisittele kannettavissa tietokoneissa olevia litiumioniakkuja varoen. Ala kiyta turvonneita akkuja, vaan
korvaa ne uusilla ja havita ne asianmukaisesti.

| HUOMAUTUS: Tietokoneen ja joidenkin komponenttien vari saattaa poiketa néissa ohjeissa esitetyista.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

1. Varmista, etta tydtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.

2. Sammuta tietokone.

3. Jos tietokone on kiinnitetty telakointilaitteeseen, irrota se telakoinnista.

4. lIrrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta (soveltuvissa tapauksissa).
Jos tietokoneessa on RJ-45-liitdant4, irrota verkkokaapeli ensin tietokoneesta.

B. lIrrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sdhkdpistorasiasta.

6. Avaa naytto.

7. Pida virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jotta emolevy maadoittuu.
Suojaudu sdhkoiskuilta irrottamalla tietokone aina pistorasiasta ennen kuin suoritat vaiheen 8.
Maadoita itsesi kdayttamalla maadoitusranneketta tai koskettamalla sdannoéllisesti tietokoneen

maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa olevaa liitantaa samanaikaisesti.
8. lIrrota kaikki asennetut ExpressCard-kortit ja alykortit paikoistaan.
Turvatoimenpiteet

Noudata seuraavissa osioissa kuvailtuja turvatoimenpiteitd asentaessasi osia tai purkaessasi/kootessasi jarjestelmaa:

Sammuta jérjestelma ja kaikki siihen liitetyt oheislaitteet.

Irrota jarjestelma ja siihen liitetyt oheislaitteet verkkovirrasta ja irrota akku.

Irrota jérjestelmésta kaikki verkko-, puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit.

V&lta sdhkostaattiset purkaukset (ESD) kayttdmalla maadoitusranneketta ja -mattoa, kun késittelet tietokoneen jarjestelmia.
Kun olet poistanut komponentin jérjestelmastd, aseta komponentti varovasti ESD-matolle.

Voit vahentaa sahkdiskujen ja vakavien sahkdonnettomuuksien riskia kayttamalla kenkia, joissa on eristavat kumipohjat.
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Lepovirta

Lepovirtaa kayttavat Dell-tuotteet on irrotettava verkkovirrasta kokonaan ennen kotelon avaamista. Jérjestelmat, joissa kdytetaan
lepovirtaa, saavat virtaa myds sammutettuna. Sisdisen virran ansiosta jarjestelma voidaan etdkaynnistaa (lahiverkkoaktivointi) ja asettaa
lepotilaan. Se mahdollistaa myds muiden edistyneiden virranhallintaominaisuuksien kayton.

Kun olet irrottanut jarjestelman verkkovirrasta ja ennen kuin irrotat osia, odota 30-45 sekuntia, jotta virtapiirien virta purkautuu.
Liittaminen

Liittamisella yhdistetdan kaksi tai useampi maadoittava johdin samaan séhkdpotentiaaliin. Tama suoritetaan ESD-kenttahuoltosarjan avulla.
Kun kytket litosjohtoa, varmista, etta se on liitetty paljaaseen metalliin eikd maalattuun tai muuhun kuin metallipintaan. Kiinnita ranneke
napakasti niin, ettd se on téysin kosketuksissa ihoosi, ja poista kellot, rannekorut, sormukset ja muut korut ennen kuin liitat itsesi
laitteistoon.

Kuva 7. Asianmukainen liittaminen

Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta

Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta on erittéin térkeda kasiteltdessé sahkdkomponentteja ja varsinkin erittéin herkkia
komponentteja, kuten laajennuskortteja, suorittimia, DIMM-muistimoduuleita ja emolevyja. Erittéin pienetkin purkaukset voivat vahingoittaa
piirej& monin tavoin, joiden seurauksia ei valttdmattd huomaa. N&ita voivat olla esimerkiksi satunnaisesti ilmenevat ongelmat tai tuotteen
lyhentynyt kayttoika. Kun teollisuudessa keskitytdan energiavaatimusten pienentdmiseen ja yha pienempiin kokoihin, suojautuminen
séhkostaattisilta purkauksilta tulee entistakin trkedmmaksi.

Koska Dellin tuotteissa kaytetyt puolijohteet ovat yhéa tihedmpid, herkkyys staattisille vaurioille on nyt suurempi kuin aiemmissa Dell-
tuotteissa. Tasta syysta jotkin aiemmin hyvaksytyt osien kasittelytavat eivat enda pade.

Sahkdstaattisten purkausten kaksi tunnettua tyyppié ovat katastrofaaliset ja satunnaisesti ilmenevat viat.

e Katastrofaalinen — VVaurion vuoksi laitteen toiminta loppuu valittémasti. Katastrofaalinen vika voi tapahtua esimerkiksi, kun DIMM-
muistimoduuli saa staattisen iskun ja antaa No POST/No Video -virheen seka viallisesta muistista johtuvan &&nimerkin.

@l HUOMAUTUS: Noin 20 prosenttia séhkostaattisiin purkauksiin littyvista vioista on katastrofaalisia.

e Satunnaiset — DIMM-muisti saa staattisen iskun, mutta seuranta vain heikkenee eika valittdmasti aiheuta vikaan liittyvia, ulospain
nakyvia oireita. Heikentyneen muistijalien seurausten iimenemiseen voi menna viikkoja tai kuukausia. Sillé valin se voi aiheuttaa muistin
eheyden heikkenemistd, satunnaisia muistivirheita jne.

@ HUOMAUTUS: Noin 80 prosenttia sahkdstaattisiin purkauksiin liittyvista vioista on satunnaisia. Satunnaisesti iimenevien vikojen
suuri maara tarkoittaa, etta vikaa ei useimmiten huomata heti sen syntyessa.

Satunnaisesti iimeneva vika (kutsutaan myos piilevaksi tai "walking wounded" -viaksi) on vikatyyppi, jota on vaikeampi havaita ja jolle
on vaikeampi tehda vianmaaritys. Seuraava kuva esittda satunnaisen vian aiheuttamaa vauriota DIMM-muistin reittiin. Vaikka muisti on
vioittunut, sen oireet eivat valttdmatté aiheuta ongelmia tai pysyvaa vikaa valittomasti.
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Kuva 8. Satunnainen liitosjohdon vaurio

Voit estaa sdhkdstaattisista purkauksista aiheutuvat viat seuraavasti:
e Kayta asianmukaisesti maadoitettua séhkdstaattisilta purkauksilta suojaavaa rannenauhaa.
Langattomien maadoitusrannekkeiden kaytto ei endé ole sallittua, silld ne eivat anna riittédvaa suojaa.

Kotelon koskettaminen ennen osien kasittely ei takaa riittdvaa suojausta séhkdstaattisilta purkauksilta niiden osien osalta, jotka ovat
naille purkauksille erityisen herkkia.

Kuva 9. Maadoitus koskettamalla kotelon paljasta metallia (ei hyvaksyttava)

e Kasittele kaikkia séhkostaattisesti herkkid osia staattiselta séhkoltéa suojatulla alueella. Jos mahdollista, kdyta antistaattisia lattia-alustoja
ja tyépdydan alustoja.
Kun kasittelet staattiselle sahkolle herkkia osia, pida kiinni niiden reunoista alaka paalta. Ala koske nastoja tai piirilevyja.

Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, 84 poista sité antistaattisesta pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.
Varmista ennen antistaattisen pakkauksen purkamista, etté olet poistanut staattisen sdhkdn kehostasi.

e Ennen kuin kuljetat sdhkostaattisesti herkkaa osaa, pane se ensin antistaattiseen rasiaan tai pakkaukseen.

ESD-kenttahuoltosarja

Valvomaton kenttahuoltosarja on kenttdhuoltosarjoista yleisin. Kenttdhuoltosarja koostuu kolmesta pddosasta: antistaattisesta matosta,
rannekkeesta ja litosjohdosta.
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Kuva 10. ESD-kenttahuoltosarja

Antistaattinen matto hajaannuttaa sdhkdvarauksen, joten osia voidaan asettaa turvallisesti sen paalle huollon aikana. Kun kaytat
antistaattista mattoa, rannekkeen tulee olla tiukasti kiinni ja sen litosjohdon pitaa olla kytketty kasiteltdvan jarjestelman metallipintaan.
Kun kenttahuoltosarja on otettu kayttdon asianmukaisesti, voit poistaa osia ESD-pusseista ja asettaa ne maton paslle. Ala pida staattiselle
séhkolle herkkia osia muualla kuin kadessasi, ESD-matolla, jarjestelmassa tai ESD-pussissa.

Kuva 11. Antistaattinen matto

Ranneke ja liitosjohto voidaan kiinnittdé suoraan ranteeseesi ja laitteiston paljaaseen metallipintaan, jos ESD-mattoa ei tarvita. Kiinnité johto
laitteistoon ja antistaattiseen mattoon, jos aiot asettaa osia véliaikaisesti matolle. Ranneke ja johto kytkevét ihosi, ESD—matorJ ja laitteiston
toisiinsa. Taté kutsutaan litokseksi. Kayta ainoastaan rannekkeesta, matosta ja litosjohdosta koostuvaa kenttdhuoltosarjaa. Ald koskaan

kéyté langatonta ranneketta.

Muista, ettd rannekkeen siséiset johtimet kuluvat ja vahingoittuvat ajan myota. Voit valttdd ESD:n aiheuttamat tahattomat laitteistovauriot
tarkistamalla rannekkeen saanndllisesti asianmukaisella testerilla. Suosittelemme testaamaan rannekkeen ja litosjohdon vahintaan kerran
vilkossa.
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Taulukko 20. Rannekkeet

Ranneke ja liitosjohto Langaton ESD-ranneke (ei hyvaksyttava)

ESD-rannekkeen testeri

ESD-rannekkeen siséiset johtimet kuluvat ajan myoté. Jos kaytat valvomatonta huoltosarjaa, suosittelemme testaamaan rannekkeen
séanndllisesti ennen jokaista huoltopyynt®a tai vahintdan kerran viikossa. Rannekkeen testaus on helpointa suorittaa ranneketesterin avulla.
Jos kaytdssasi ei ole omaa ranneketesteria, kysy aluetoimistoltasi, voivatko he lainata sinulle testeria. Suorita testi laittamalla ranneke
kéateesi, kytkemalla rannekkeen liitosjohto testeriin ja painamalla testerin painiketta. Vihred merkkivalo iimaisee testin onnistuneen. Punainen
merkkivalo ja danimerkki ovat merkki testin epdonnistumisesta.

Kuva 12. Rannekkeen testeri

Eristeet

On aarimmaisen tarkeda pitaa staattiselle sdhkolle herkat laitteet, kuten muoviset jadhdytyselementtien kuoret, erilladn eristeina toimivista
sisdisisté osista, joissa saattaa olla merkittdva sahkdvaraus.
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Taulukko 21. Eriste-elementtien asettaminen

Ei hyvaksyttava — DIMM-moduuli eristavan osan pailla Hyvéaksyttava — DIMM-moduuli erilladn eristavasta osasta
(muovinen jaahdytyselementin suojus)

Huomioi tydymparistd

Ennen kuin otat ESD-kenttahuoltosarjan kayttdon, arvioi tydympéristdsi asiakkaan toimipisteessa. Kenttdhuoltosarjan kayttd esimerkiksi
palvelinta huollettaessa poikkeaa kannettavan tai pdytakoneen huollosta. Palvelimet on yleensé asennettu konesalissa olevaan kehikkoon,
kun taas kannettavia ja poytakoneita kaytetaan yleensé toimistoissa tai karsinoissa.

Pyri tydskenteleméaan laajalla, tasaisella alueella, josta on poistettu yliméaréiset tavarat ja jossa voit kdyttéa korjattavalle jarjestelmalle
sopivaa ESD-kenttéhuoltosarjaa. Tybalueella ei saa olla eristeitd, jotka saattaisivat aiheuttaa sdhkdstaattisen purkauksen. Siirré tyoalueella
olevat styroksi- ja muut muovikappaleet vahintdan 30 cm:n pddhan staattiselle séhkolle herkisté osista, ennen kuin kasittelet laitteiston osia.

ESD-pakkaukset

Kaikki staattiselle séhkolle herkat osat on toimitettava antistaattisessa pakkauksessa. Suosittelemme kayttdmaan metallisuojuksin
varustettuja pusseja. Palauta vioittuneet osat aina samassa ESD-pussissa ja -pakkauksessa, jossa korvaava osa toimitettiin. Taita ESD-
pussi, teippaa se kiinni ja kdytd samaa vaahtomuovimateriaalia ja laatikkoa, jossa korvaava osa toimitettiin.

Staattiselle sahkolle herkat osat saa poistaa pakkauksesta vain ESD-suojatulla tydalustalla. Alé aseta osia ESD-pussin paélle, sillé vain pussin
sisdpinta on suojattu. Pida osia k&dessési, ESD-matolla, jarjestelmassa tai antistaattisessa pussissa.
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Kuva 13. ESD-pakkaukset

Herkkien osien kuljettaminen

Staattiselle sahkolle herkat osat, kuten varaosat tai Dellille palautettavat osat, on kuljettava antistaattisissa pusseissa.

ESD-suojauksen yhteenveto

Suosittelemme kenttahuoltoteknikoita kayttdmaan perinteista, johdollista ESD-maadoitusranneketta ja antistaattista mattoa aina Dell-
tuotteita huollettaessa. Liséksi on 88rimmaisen tarke&d, etté herkét osat pidetéén erillddn eristévista osista huollon aikana ja ettd herkat
osat kuljetetaan antistaattisissa pusseissa.

Tarvikkeiden nostaminen

@ HUOMAUTUS: Ala nosta yli 25 kilon kuormia yksin. Pyyda apua vahintaan yhdeltd muulta henkildlta tai kdyta mekaanista
nostovalinetta.

Noudata seuraavia ohjeita nostaessasi tarvikkeita:

Varmista, ettd seisot tukevasti. Pidé jalkasi erillaan ja k&&nné varpaat ulospain.

Koukista polviasi. Ald kumarru.

Jannité vatsalihaksesi. Vatsalihakset tukevat selkérankaa noston aikana, miké vahentéa selkdan kohdistuvaa rasitusta.

Nosta jaloilla, ala selalla.

Pida kuorma lahelld kehoasi. Mité lahempané selkérankaa kuorma on, sité pienempi voima selkéasi kohdistuu.

Pida selkési pystysuorana niin kuormaa nostaessa kuin laskiessakin. Ala liséa omaa painoasi kuormaan. Ala kierra kehoasi ja selk&asi.
Laske kuorma alas seuraamalla ohjeita kdanteisessa jarjestyksessa.

NOONOoN S
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Tietokoneen kasittelemisen jalkeen

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittaa ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.

Jotta tietokone ei vioittuisi, kdyta ainoastaan tille tietylle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Al3 kiyta
muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

1. Kiinnitd ulkoiset laitteet, kuten portintoistin ja litdntaalusta, ja liitd kaikki kortit, kuten ExpressCard.
2. Kiinnita tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Kiinnita tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet séhkopistorasiaan.
4. Kaynnista tietokone.

Suositellut tyokalut

Taman asiakirjan menetelmat edellyttavat seuraavia tydkaluja:
e Ristipadruuvitaltta #0

Ristipdaruuvitaltta #1

Muovipuikko

5,5 mm:n hylsyavain

Karkipihdit

®| HUOMAUTUS: Ristipdaruuvitalttaa #0 kaytetdan ruuveihin 0-1 ja talttaa #1 ruuveille 2—4.
Kyna

Piirtotikun irrottaminen

1. Paina salpaa [1] ja avaa oikea I/O-luukku [2].
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2. Veda piirtotikku pois paikastaan.

Piirtotikun asentaminen

1. Aseta piirtotikku paikkaansa.
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2. Sulie I/0-luukku [1] ja paina sita, kunnes se lukittuu kiinni [2].

SIM-kortti

SIM-kortin irrottaminen

1. Irrota SIM-kortti emolevyn korttipaikasta.

54 Komponenttien irrottaminen ja asentaminen



2. Sulje oikea I/0O-luukku.
3. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jéalkeen -kohdan ohjeita.

SIM-kortin asentaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Avaa oikea |/0O-luukku.
3. Aseta SIM-kortti emolevyn korttipaikkaan.
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Muistikortti

Muistikortin asentaminen

1. Avaa oikea |/O-luukku
2. Aseta muistikortti emolevyn korttipaikkaan.

Muistikortin irrottaminen

1. Irrota muistikortti emolevyn paikasta.
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2. Sulje oikea I/0O-luukku.

Kahva

Kahvan irrottaminen

@l HUOMAUTUS: Kahvan ruuvi on osa kahvakokoonpanoa, eiké sité voi tilata erikseen.

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. A VAROITUS: Seuraavat epoksiruuvien paikat edellyttavat erityista huomiota. Naiden ruuvien irrottaminen on hankalaa
ja saattaa aiheuttaa vaurioita. Kdyta kullekin ruuville sopivaa ruuvitalttaa, jotta ruuvit ja niitd ymparoiva muovi eivat
vahingoittuisi.

Irrota kaksi epoksista M3.5*7-ruuvia [1], joilla kahva on asennettu tietokoneeseen.
3. lrrota kahva tietokoneesta [2].
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Kahvan asentaminen

@l HUOMAUTUS: Kahvan ruuvi on osa kahvakokoonpanoa, eika sité voi tilata erikseen.

1. Asenna kahva tietokoneeseen [1].
2. Kirista kaksi epoksista M3.5*7-ruuvia [2], joilla kahva kiinnittyy tietokoneeseen.

3. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Salpaluukut

Salpaluukkujen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.

2. Avaa I/O-luukku.
3. Irrota ruuvit [1], joilla luukun saranat on kiinnitetty tietokoneeseen, ja nosta I/O-luukku [2] irti tietokoneesta.

Salpaluukkujen asentaminen

1. Asenna luukku tietokoneeseen [1].
2. Asenna ruuvit, joilla luukun saranat kiinnittyvat tietokoneeseen [2].
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3. Lukitse I/O-luukku.
4, Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.

@l HUOMAUTUS: Sijainnista riippuen luukussa voi olla yksi, kaksi tai kolme ruuvia.

Akku

Akun irrottaminen

1. @ HUOMAUTUS: Tama kannettava tietokone tukee kahta kayton aikana vaihdettavaa akkua (ensisijainen ja toissijainen), joiden
asennus ja irrotus tapahtuu samalla tavalla.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Avaa akun lukitus [1] ja irrota lukitusmekanismin ote tyontamalla salpaa uraa pitkin.
3. Kankea syvennyksen kohdalta [2] ja tydnna akkua eteenpdin [3] irrottaaksesi sen tietokoneesta.
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Akkujen asentaminen

1. Tyoénné akku akkupaikkaan ja kohdista akun kontaktipisteet [1] tietokoneen kontaktipisteisiin.
2. Paina akun reunaa [2] sulkeaksesi salpamekanismin ja lukitaksesi akun paikalleen [3].

3. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

@ HUOMAUTUS: Tama kannettava tietokone tukee kahta kayton aikana vaihdettavaa akkua (ensisijainen ja toissijainen), joiden
asennus ja irrotus tapahtuu samalla tavalla.
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Ensisijainen SSD-kelkka

Ensisijaisen SSD-levyn kelkan irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
Ensisijaisen SSD-levyn kelkan irrottaminen kdynnissa oelvasta tietokoneesta saattaa johtaa

kayttojarjestelman kaatumiseen ja tietojen menettamiseen.

2. lrrota seuraavat: Akut.
3. Paina salpaa [1] ja avaa oikea |/O-luukku [2].

4. Vapauta SSD-levyn kelkka tydntdmalla sinisté kiintolevyn vapautussalpaa [1] oikealle.
B. Veda SSD-levyn kelkka ulos tietokoneesta sinisen kielekkeen avulla [2].
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Ensisijaisen SSD-levyn kelkan asentaminen

1. Asenna ensisijaisen SSD-levyn kelkka tietokoneeseen.
2. Tyoénna kelkka paikkaansa niin, etta sininen kieleke napsahtaa .

3. Sulje oikeanpuolinen I/0-luukku [1] ja paina sit8, kunnes salpa [2] napsahtaa lukitusasentoon..
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4. Asenna seuraavat: Akut
B. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

SSD

SSD-levyn irrottaminen kelkasta

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a. Akut
b. SSD (ensisijainen ).
3. lrrota kaksi M2*5-ruuvia [1] ja kd8nn& SSD-levykelkka ympari [2].
4. Irrota M2*5-ruuvi [3] ja irrota kansi SSD-levykelkasta [4].

|
3 4
2 >

B

5. Erota SSD-levy ja vélikappale [1] SSD-levykelkasta.

6. Ké&anna kokoonpano [2] ympadri ja irrota SSD-levy valikappaleesta [3].

64 Komponenttien irrottaminen ja asentaminen



SSD-levyn asentaminen kelkkaan

1. Kytke SSD-levy vélikappaleeseen [1] ja kddnna se ympari [2].

2. Asenna SSD-levy valikappaleineen lampotyynyyn kiinnitettyyn SSD-kelkkaan [3].

)

3. Asenna kansi [1] SSD-levyn kelkkaan ja asenna M2*5-ruuvi [2].

-

%

4. K&anna SSD-levyn kelkka ympéri [3] ja kirista kaksi M2*5-ruuvia [4], joilla kansi kiinnittyy SSD-levyn kelkkaan.

B. Asenna:
a. SSD (ensisijainen ).
b. Akut
6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kotelon alakansi

Kotelon alakannen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a. Akut
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3. Avaa vasemman ja takimmaisen |/O-tilan luukku [1] ja irrota takimmaisen |/O-tilan kaksi M2.5*6-ruuvia [2].

4. lIrrota 17 M2.5*5-ruuvia kotelon alakannesta [1] ja irrota kotelon alakansi [2] tietokoneesta.

Kotelon alakannen asentaminen

1. Asenna kotelon alakansi tietokoneen rungon pohjaan [1].
2. Asenna 17 M2.5*5-ruuvia rungon alakanteen.
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3. Kirista takimmaisen |/O-tilan kaksi M2.5*6-ruuvia [1] ja sulje takimmainen ja vasen |I/O-luukku [2].

4. Asenna seuraavat:
a. Akut
5. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.
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Nappaimisto

Nappaimiston irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat: Akut.
3. lrrota kuusi M2.5*5-ruuvia ndppdimistosta [1] ja kankea ndppdimistda alareunastaan [2].

B. Irrota neljd M2*3-ruuvia [1] ndppaimistdn kannesta ja irrota se tietokoneesta [2].
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6. Irrota ndppaimiston ja taustavalon joustavan piirilevyn p&élla oleva teippi [1] ja irrota piirilevy emolevysta [2].

@l HUOMAUTUS: Saatat tarvita pinsetteja emolevylld olevien ndppaimistdn ja taustavalon joustavan piirilevyn litdntojen kasittelyyn.

7. lrrota ndppaimistd jarjestelmasta [3].

Nappaimiston asentaminen

1. Asenna nappéaimistd [1] ja kytke ndppéimistdn ja taustavalon joustava piirilevy emolevyyn [2].
2. Kiinnitad nappéaimistdn ja taustavalon joustavan piirilevyn litdnnat eristavalla teipilléd [3].
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3. Asenna néppaimiston kansi [1] ja kiinnité se koteloon kiristamalla nelja M2*3-ruuvia [2].
4. K&anna nappaimistd [3] ympari kotelon paalla [3].

B, Tydnna ndppaimistdd ndyttda kohti [1] kohdistaaksesi ruuvinreiat [2].
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7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

WWAN-kortti

WWAN-kortin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a. Akut
b. Kotelon alakansi

3. Irrota M2#*3-ruuvi [1] ja irrota metallipidike [2] WWAN-Kortista.

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen 71



4. lIrrota antennikaapelit [3] ja irrota WWAN-kortti [4] emolevyn M.2-paikasta.

WWAN-kortin asentaminen

1. Asenna WWAN-kortti emolevyn M.2-paikkaan [1] ja kytke antennikaapelit [2].
2. Kiinnitd WWAN-kortti metallipidikkeella [3] ja kiristd M2.3-ruuvi [4], jolla WWAN-kortti kiinnittyy emolevyyn.

3. Asenna:
a. Kotelon alakansi
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b. Akut
4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

WLAN-kortti

WLAN-kortin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a. Akut
b. Kotelon alakansi

3. Irrota M2#*3-ruuvi [1] ja irrota metallipidike [2] WLAN-Kortista.
4. Irrota antennikaapelit [3] ja irrota WLAN-kortti [4] emolevyn M.2-paikasta.

WLAN-kortin asentaminen

1. Asenna WLAN-kortti emolevyn M.2-paikkaan [1] ja kytke antennikaapelit [2].
2. Aseta metallikiinnike WLAN-kortille [3] ja kiinnitd se M2*3-ruuvilla [4].

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen 73



3. Asenna seuraavat:

a. Akut
b. Kotelon alakansi

4. Noudata Tietokoneen sisalla tydskentelyn jélkeen -kohdan menettelya.

GPS (Global Positioning System)

GPS-moduulin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a. Akut
b. Kotelon alakansi
c. Takimmainen I/O-kortti

3. Vedd WLAN- ja WWAN-korttien kaapelit [1] pois reititysohjaimista ja irrota antennikaapeli [2] GPS-moduulista.
4. Poista padantennien kaapelit reititysohjaimista [3] ja 16ysenna M2.5*5-ruuvia [4] irrottaaksesi RF-pidikkeen [5] emolevysta.
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B. Irrota teippi GPS-moduulin joustavan piirilevyn paalta [1] ja irrota GPS-moduulin joustavan piirilevyn litdnté [2] GPS-moduulista.
6. Irrota kaksi M2.5*5-ruuvia [3] ja irrota GPS-moduuli emolevysta [4].

GPS-moduulin asentaminen

1. Kohdista ja aseta GPS-moduuli emolevylle ja kiristd GPS-moduulin kaksi M2.5*5-ruuvia [2].
2. Kytke GPS-moduulin joustava piirilevy (emolevyn puoli ensin) [3] ja kiinnita se teipilla [4].
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3. Asenna RF-pidike [1] emolevylle ja kiinnitd se M2.5*5-ruuvilla [2].
4. Veda WLAN- ja WWAN-korttien aux-kaapelit RF-pidikkeen I8pi [3].
5. Kytke antennikaapeli [4] GPS-moduuliin ja veda antennin paakaapelit [5] RF-pidikkeen lapi.

6. Asenna seuraavat:
a. Takimmainen I/O-kortti
b. Kotelon alakansi
c. Akut

7. Noudata Tietokoneen sisalla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.
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Muistimoduulit

Muistin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.

2. lrrota seuraavat:
a. Akut
b. Kotelon alakansi
3. Veda salpoja, joilla muistimoduuli on kiinnitetty [1], niin, ettd moduuli vapautuu kannastaan. Irrota muistimoduuli [2] emolevyn kannasta.

Muistin asentaminen

1. Kohdista muistimoduuli lovettuun kantaan [1] suoraan kulmaan ja paina muistimoduulia [2], kunnes salvat kiinnittavat sen.
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2. Asenna:

a. Akut
b. Kotelon alakansi
3. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nappiparisto

Nappipariston irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a. Kotelon alakansi
b. Akut

3. @ HUOMAUTUS: Nappipariston poistaminen tai irrottaminen saattaa palauttaa emolevyn/BIOSin/jarjestelman ajan oletusarvoihin
tai ottaa kayttdon BitLockerin tai muun vastaavan suojausprotokollan.

Irrota nappipariston liitin emolevysta [1] ja irrota se jarjestelmasta [2].
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Nappipariston asentaminen

1. Asenna nappiparisto [1] ja kytke nappipariston litdntd emolevyyn [2].

2. Asenna:

a. Kotelon alakansi
b. Akut

3. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen 79



PCle-jaahdytyselementtikokoonpano

PCle-jaahdytyselementtikokoonpanon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a. Akut
b. Kotelon alakansi
3. lIrrota tuulettimen kaapeli [1], 16ysenna tuulettimen kotelon nelja M2*3-ruuvia [2].

4. Loysenna jadhdytyselementin putken seitsemaa M2.5*5-ruuvia [1] ja irrota PCle-jaédhdytyselementtikokoonpano tietokoneesta [2].

5. Irrota neljd M2*3-ruuvia [1] irrottaaksesi jgédhdytyselementin tuulettimesta [2].
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PCle-jaahdytyselementtikokoonpanon asentaminen

1. Aseta tuuletin takaisin jaédhdytyselementtikokoonpanoon [1] ja kiinnita se neljallda M2*3-ruuvilla [2].
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2. Asenna PCle-jadhdytyselementtikokoonpano [1] tietokoneeseen ja asenna seitseman M2.5*5-ruuvia jaéhdytyselementin putkeen [2].

3. Kirista tuulettimen kotelon kolme M2*3-ruuvia [1] ja kytke tuulettimen kaapeli [2].
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4, Asenna seuraavat:

a. Kotelon alakansi
b. Akut
5. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.

Ensisijainen SSD-kisko

Ensisijaisen SSD-levyn kiskon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a. Akut

b. SSD-levy

c. Kotelon alakansi

d. PCle-jaédhdytyselementtikokoonpano

3. lIrrota s&8hkda johtava teippi SSD-levyn joustavan piirilevyn litdnnésta [1] ja irrota piirilevy [2].
4. Irrota 4 M2*3-ruuvia [3] ja irrota se tietokoneesta [4].
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Ensisijaisen SSD-kiskon asentaminen

1. Asenna ensisijainen SSD-kisko emolevyyn [1] ja kiinnitd SSD-levyn joustava piirilevy emolevyyn [2].
2. Varmista joustavan piirilevyn liitdnta teipilla [3] ja asenna neljd M2*3-ruuvia [4], joilla se kiinnittyy emolevyyn.

3. Asenna seuraavat:

a. PCle-jaahdytyselementtikokoonpano
b. Kotelon alakansi

c. SSD-levy

d. Akut

4. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.
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Telakointiporttikokoonpano

Telakointiporttikokoonpanon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a. Akut
b. Kotelon alakansi
c. PCle-jaadhdytyselementtikokoonpano
3. Irrota telakan joustavan piirilevyn kiinnitysteippi [1] ja irrota telakan joustava piirilevy [2].

4. Irrota antennikaapelit RF-lapivientilitanndisté [1] ja poista antennikaapeli [2] telakointikokoonpanon reitityskanavista..
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B. lrrota kaksi M2.5*5-ruuvia [1] ja irrota telakointikorttikokoonpano kotelosta [2].

Telakointiporttikokoonpanon asentaminen

1. Aseta telakointiporttikokoonpano paikalleen [1] ja asenna kaksi M2.5*5-ruuvia [2], joilla se kiinnittyy emolevyyn.

2. Liité telakointiportin joustava piirilevy [1] ja kiinnité se teipilla [2].

86 Komponenttien irrottaminen ja asentaminen



3. Kiinnita antennikaapelit reitityskanaviin [1] ja kytke antennikaapelit RF-lapivientiliitantdihin [2].

4. Asenna seuraavat:

a. PCle-jaadhdytyselementtikokoonpano
b. Akut
¢. Kotelon alakansi

5. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.
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Jaahdytyselementtikokoonpano

Jaahdytyselementtikokoonpanon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:
a. Akut
Kotelon alakansi
WLAN-kortti
WWAN-kortti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano

co Q00T

3. @ HUOMAUTUS: Tilauksen kokoonpanosta riippuen jarjestelméssa voi olla kumpi tahansa jadhdytyselementtikokoonpano.

DSC-

jadhdytyselementtikokoonpano

Irrota antennikaapelit jddhdytyselementin putken kielekkeista.
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4. Irrota viisi M2.5*5-ruuvia [1] ja kaksi M1.6*5-ruuvia [2] jadhdytysmoduulista.
5. Nosta jadhdytyselementtikokoonpano pois tietokoneesta [3].

@ HUOMAUTUS: Erillisella ndyténohjaimella varustettujen jérjestelmien jaahdytyselementtikokoonpano poikkeaa jarjestelmista, joissa
on integroitu ndyténohjain.

Jaahdytyselementtikokoonpanon asentaminen

1. Asenna jadhdytyselementtikokoonpano [1] tietokoneeseen ja kirista suorittimen l8helld olevat kaksi M1.6*5-kansiruuvia [2].
2. Asenna viisi M2.5*5-ankkuriruuvia [3], joilla jadhdytyselementti kiinnittyy emolevyyn.

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen 89



920

Asenna seuraavat:

a.
b.
c.
d.
e
f

Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.

Telakointiporttikokoonpano
PCle-jaéhdytyselementtikokoonpano
WWAN-kortti

WLAN-kortti

Kotelon alakansi

. Akut
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Takimmainen I/0-kortti

Takimmaisen 1/0-kortin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

@l HUOMAUTUS: Takimmaisen I/O-tilan kansiruuvit irrotetaan ja asennetaan 5 mm:n hylsyavaimella.

2. Irrota seuraavat:

a. Akut
WLAN-kortti
WWAN-kortti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
Kotelon alakansi

c0 Q00O

Seuraavat epoksiruuvien paikat edellyttavat erityistd huomiota. Naiden ruuvien irrottaminen on hankalaa
ja saattaa aiheuttaa vaurioita. Kayta kullekin ruuville sopivaa ruuvitalttaa, jotta ruuvit ja niitd ymparoiva muovi eivat
vahingoittuisi.

3. Ldysenna takimmaisen |/O-tilan sarjaportin kaksi epoksikansiruuvia [1].
4. lIrrota teippi I/O-kortin joustavan piirilevyn paalta [2] ja irrota piirilevy [3] emolevysta.

B. Ldysenna kolme M2.5*5-ruuvia [1] ja nosta |I/O-kortti pois jarjestelmasté [2].
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Takimmaisen 1/0-kortin asentaminen

1. Asenna takimmainen |/O-kortti emolevylle ja tydnna sarjaportti kansipaneelin 1api [1].
2. Kiinnita I/0-kortti kolmella M2.5*5-ruuvilla [2].

3. Kiristd takimmaisessa |/O-tilassa olevan sarjaportin kaksi epoksikansiruuvia [1].
4. Kytke I/0-kortin joustava piirilevy [2] emolevyyn ja sitten |/O-korttiin [3] ja kiinnité se lopuksi teipilla [3].
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B. Asenna seuraavat:
Telakointiporttikokoonpano
PCle-jaghdytyselementtikokoonpano
WWAN-kortti

WLAN-kortti

Kotelon alakansi

Akut

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

-9 a0 oo

Saranakannet

Saranakansien irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a. Akut

b. Kotelon alakansi

¢. Jaahdytyselementti

8. Irrota kaksi M2.5*5-ruuvia kummaltakin puolelta [1] ja nosta pidikkeet [2] irti tietokoneesta.
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4, Paina salpaa [1] ja avaa néyton kansi [2].

B. Avaa ndyton kansi laajaan kulmaan ja irrota saranakannet tietokoneesta tydntamalla niita takaapain.
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Nayton saranakansien asentaminen

1. Paina salpaa [1] ja avaa naytodn kansi [2].

2. Pida nayton kantta reilusti avattuna ja napsauta saranakannet paikalleen edesta.
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3. Aseta pidikkeet paikalleen [1] ja kiinnitd ne molemmilta puolilta kahdella M2.5*5-ruuvilla [2].

4. Asenna seuraavat:

a. Jaahdytyselementti
b. Kotelon alakansi
c. Akut

5. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.
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Nayttokokoonpano

Nayttokokoonpanon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. lrrota seuraavat:

Akut

Kotelon alakansi
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
WLAN-Kkortti

WWAN-kortti

GPS-moduuli
Lammonsiirrinkokoonpano
Saranakannet

o

—T@™e Q0o

3. Irrota kaksi M2*3-ruuvia [1] eDP-pidikkeesta ja kddnna eDP-pidike ylosalaisin [2].

4. Seuraavat epoksiruuvien paikat edellyttavat erityistd huomiota. Naiden ruuvien irrottaminen on hankalaa
ja saattaa aiheuttaa vaurioita. Kadyta kullekin ruuville sopivaa ruuvitalttaa , jotta ruuvit ja niitd ymparoiva muovi eivat

vahingoittuisi.

Irrota eDP-kaapeli emolevysté [3] ja irrota kaksi M2*3-epoksiruuvia [4], joilla saranat on kiinnitetty runkokokoonpanoon [9].

5. Avaa nayton kansi.
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6. A VAROITUS: Seuraavat epoksiruuvien paikat edellyttavat erityista huomiota. Naiden ruuvien irrottaminen on hankalaa
ja saattaa aiheuttaa vaurioita. Kdyta kullekin ruuville sopivaa ruuvitalttaa, jotta ruuvit ja niitd ymparoiva muovi eivat
vahingoittuisi.

Loysenna saranoiden kahta epoksiruuvia [1] ja irrottaaksesi ndyttdkokoonpanon tietokoneesta [2].
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Nayttokokoonpanon asentaminen

1. Asenna nayttokokoonpano saranoiden mukaisesta laajassa kulmassa [1] ja asenna kaksi epoksiruuvia vasemmalle [2] ja oikealle puolelle
(3]
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2. Asenna kaksi M2*3-epoksiruuvia, joilla saranat kiinnittyvat runkokokoonpanoon [1] ja veda antennikaapelit paikalleen [2].
3. Kiinnitd eDP-kaapeli [3] emolevyyn ja aseta eDP-pidike kaapelin paalle [4].
4. Asenna kaksi M2*3-ruuvia [5] ja kiinnitd eDP-pidike emolevyyn.

5. Asenna seuraavat:
a. Saranakannet
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T@ o000

Lammoaonsiirrin

GPS-kortti

WLAN-Kkortti

WWAN-kortti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano

Kotelon alakansi

Akut

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayton kehys- ja takakansikokoonpano

Naytto-, etukehys- ja takakansikokoonpanon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. lrrota seuraavat:

a.

T@ o a0gm

Akut

Kotelon alakansi

WLAN-Kkortti

WWAN-kortti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
Lammaonsiirrin

Saranakannet

Nayttokokoonpano

3. Loysenna takakannen 12 M2.5-ruuvia..

Seuraavat epoksiruuvien paikat edellyttéavat erityistd huomiota. Ndiden ruuvien irrottaminen on hankalaa
ja saattaa aiheuttaa vaurioita. Kayta kullekin ruuville sopivaa ruuvitalttaa , jotta ruuvit ja niitd ymparoiva muovi eivat
vahingoittuisi.

Irrota nelja M2.5-epoksiruuvia, joilla kehys on kiinnitetty takakanteen [1] , ja irrota alikokoonpanot toisistaan kankeamalla niité erilleen
alareunasta [2].
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B. Irrota ndytdn liitdntdjen teippi [1] ja avaa litdnta [2] irrottaaksesi eDP-kaapelin [3] ndytosta.
6. Irrota ndyttopaneelin ja kosketusliitdnnan heijastava teippi [4, 5] ja irrota kaapeli kortista [6].

Naytto-, etukehys- ja takakansikokoonpanon asentaminen

1. Kytke eDP-kaapeli [1] LCD-liittimeen ja sulje toimilaite [2].
2. Kiinnita liitin teipilla [3] ja kiinnité heijastava teippi ndyttdpaneeliin [4] .
3. Kiinnita kosketusohjaimen kaapeli [5] ja teippaa liitos [6].
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4. Kohdista ja aseta etukehys takakannen paalle [1] ja kiinnita se neljalld M2.5-epoksiruuvilla [2].
L

B. Kiinnita takakansi ndytto- ja etukehyskokoonpanoon asentamalla 12 M2.5-ruuvia.
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6. Asenna seuraavat:

o

Nayttokokoonpano.

Saranakannet

Lammaonsiirrin
PCle-jaghdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
WWAN-kortti

WLAN-kortti

Kotelon alakansi

i. Akut

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Mikrofoni

ST@ e a0

Mikrofonin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:

Akut

Kotelon alakansi

Muisti

WLAN-Kkortti

WWAN-kortti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
Jaahdytyselementti

Saranakannet

Néayttdkokoonpano.

Nayton kehys- ja takakansikokoonpano

o

T T SQ 000

3. lIrrota teippi, jolla mikrofonin tytérkortti on kiinnitetty [1], ja irrota kaksi M2*3-ruuvia [2] k&antééksesi tytarkortin [3] ylosalaisin.
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4. Irrota eristysteippi [1] ja irrota eDP-kaapelien liittimet [2].

Mikrofonin asentaminen

1. Liitd eDP-kaapeli mikrofonin tytarkorttiin [1] ja kiinnita se teipillé [2].
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2. Kaanna mikrofonin tytarkortti ympari takakannen paalld [1] ja kiristé kaksi M2*3-ruuvia [2].

3. Kiinnitd mikrofonin tytarkortti molemmilta puoliltaan naytén takakanteen heijastavalla teipillé [3].

4. Asenna seuraavat:

Naytto- ja kehyskokoonpano
Nayttokokoonpano.
Saranakannet
Jaahdytyselementti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
WWAN-kortti

WLAN-kortti

Kotelon alakansi

Akut

o

T TQ e a0 0T
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B. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.

Kamera

Kameran irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:

Akut

Kotelon alakansi

Muisti

WLAN-Kkortti

WWAN-kortti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
Jaahdytyselementti

Saranakannet

Néayttdkokoonpano.

Nayton kehys- ja takakansikokoonpano.

o

XT T SQ o000

3. Irrota heijastava teippi [1] kameramoduulista ja eristysteippi, joka kiinnittda eDP-kaapelin [2] kameramoduuliin.
4. Irrota eDP-kaapeli kameramoduulista [3] ja irrota kaksi M2*3-ruuvia [4].
5. Irrota kameramoduuli tietokoneesta nostamalla se pois takakannesta [5].

AN AN

Al3 koske naytt6- ja kehyskokoonpanoon liitettyyn kameran objektiiviin.

Kameran asentaminen

1. Asenna kameramoduuli [1] takakanteen ja asenna kaksi M2*3 -ruuvia [2].
2. Kytke eDP-kaapeli kameramoduuliin [3] ja kiinnitd eDP-liitoksiin eristeteippia [4].
3. Kiinnitd kameramoduuli takakanteen heijastavalla teipilla [5].
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4. Asenna:
Naytto- ja kehyskokoonpano
Nayttokokoonpano.
Saranakannet
Jaahdytyselementti
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
WWAN-kortti
WLAN-kortti
Kotelon alakansi

jo Akut
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Akkutila

" TQ P Q0o

Akkutilan irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a. Akut
b. Kotelon alakansi
c. PCle-jaahdytyselementtikokoonpano

3. Ole erittdin varovainen irrottaessasi kaapelia, koska se voi olla helposti puristunut tai taipunut, mika voi
vaurioittaa kaapelia.

Irrota akun molemmat liitdnnat emolevysta.
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4. Irrota viisi M2.5*5-ruuvia [1] ja yhdeksdn M2.5*3-ruuvia [2], joilla akkutila kiinnittyy koteloon, ja irrota akkutila tietokoneesta nostamalla
(3]

Akkutilan asentaminen

1. Asenna akkutila [1] tietokoneeseen ja kiristé viisi M2.5*5-ruuvia [2] ja yhdeksan M2.5*3-ruuvia [3], joilla se kiinnittyy koteloon.
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2. Kytke akkukaapelit emolevyyn.

3. Asenna seuraavat:

a. PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
b. Akut
¢. Kotelon alakansi

4. Noudata Tietokoneen sisalla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.

Vasen |I/0-kortti

Vasemman 1/0-tytarkortin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
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2. lrrota seuraavat:

a. Akut

b. Kotelon alakansi

¢c. PCle-jaédhdytyselementtikokoonpano

d. Akkutila
3. Irrota teippi [1] ja irrota vasemman |/O-tytarkortin joustava piirilevy [2] emolevyn litdnnasta.
4. Irrota kaiutinkaapeli vasemmasta |/O-tytarkortista [3].

Vasemman I/0-kortin asentaminen

1. Asenna vasen I/O-tytarkortti [1] ja kiinnita se tietokoneeseen kahdella M2*3-ruuvilla [2].
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2. Liité joustava piirilevy emolevyyn [1] ja kiinnité se eristeteipilla [2].
3. Kytke kaiutinkaapeli vasempaan |/O-tytérkorttiin [3].

4. Asenna seuraavat:
a. Akkutila

b. PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
c. Kotelon alakansi
d. Akut

5. Noudata Tietokoneen sisélld tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.
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Alykortti

Alykortinlukijan irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:
a. Akut
b. Kotelon alakansi
c. PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
d. Akkutila
3. lrrota teippi dlykortinlukijan litdnnasta [1] ja irrota se [2] USH-kortista.
4. lIrrota teippi sormenjélkilukijan litdnnasta [3] ja irrota se USH-kortista [4].

B. Irrota kaksi M2*3-ruuvia [1], joilla USH-kortti on kiinnitetty rungon pohjaan, ja k&&nna se yldsalaisin [2].
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6.

7. Loysenné neljgd M2*3-ruuvia [1] ja irrota alykortinlukija [2] tietokoneesta.
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Alykortinlukijan asentaminen

1. Aseta alykortinlukija paikalleen 1/0O-paneelin 1api [1] ja kiinnita se kotelon pohjaan asentamalla neljia M2*3-ruuvia [2].

2. Kytke alykortinlukijan joustava piirilevy USH-kortin pohjaan [1] ja kiinnita se teipilld [2].
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4. Kiinnitd sormenjélkilukijan liitin [1] ja kiinnita se teipilld [2].
B. Kytke alykortinlukijan liitin [3] USH-korttiin ja kiinnita se teipilla [4].
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6. Asenna seuraavat:
a. Akkutila
b. PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
c. Kotelon alakansi
d. Akut

7. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jalkeen -kohdan ohjeita.
Kaiutin

Kaiuttimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a. Akut

b. Kotelon alakansi

c. PCle-jadhdytyselementtikokoonpano

d. Vasen I/O-tytarkortti

e. Akkutila
8. Irrota kaksi M2.5*7-ruuvia [1] ja irrota kaiutin tietokoneesta [2].
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Kaiuttimen asentaminen

1. Kohdista ja aseta kaiuttimet [1] tietokoneeseen ja kiinnitd ne runkoon asentamalla kaksi M2.5*7-ruuvia [2].

2. Asenna seuraavat:

Akkutila

Vasen |/O-tytéarkortti

PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano

Kotelon alakansi

Akut

3. Noudata Tietokoneen sisélla tydskentelyn jélkeen -kohdan ohjeita.

~P Q00T
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Emolevy

Emolevyn irrottaminen

@ HUOMAUTUS: Jérjestelmaa ei voi purkaa tdman enempaa. Paaset kasiksi alla oleviin osiin asentamalla pohjakokoonpanon tarpeen

mukaan.

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:
Akut
Kotelon alakansi
Nappaimistd
PCle-jaédhdytyselementtikokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
Ensisijainen SSD-levy
Lammaonsiirrin
Muisti
WLAN-Kkortti
WWAN-kortti
GPS-moduuli
Ensisijainen SSD-kisko
. Akkutila
Takimmainen |/O-kortti

S3ITFTTSQ 0RO T

3. Irrota teippi [1] ja irrota kosketuslevyn kaapeli emolevyn litdnnasta [2].

4. Irrota teippi [1] ja irrota takimmaisen I/O-kortin joustava piirilevykaapeli [2] emolevysta.

5. Irrota teippi [3] ja irrota akun merkkivalon kaapeli [4] emolevysta.

6. Irrota teippi [5] ja irrota telakointikortin joustavan piirilevyn liitin emolevyn liitdnnasta [6].
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7. lrrota teippi [1] ja irrota vasemman |/O-kortin joustava piirilevy [2] emolevyn litdnnasta.

SN

8. lIrrota teippi [1] ja irrota virtapainikekaapeli [2].
9. lIrrota teippi [3] irrottaaksesi USH-kortin ja kosketuslevyn kaapelin [4] emolevysta.
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10. Irrota kaksi M2*3-ruuvia [1] ja irrota eDP-pidike [2] emolevysta.
1. Irrota eDP-kaapeli mustan vetolapun avulla [3] ja irrota virtakaapeli [4] emolevysta.

12. Seuraavat epoksiruuvien paikat edellyttavat erityistd huomiota. Naiden ruuvien irrottaminen on hankalaa
ja saattaa aiheuttaa vaurioita. Kadyta kullekin ruuville sopivaa ruuvitalttaa , jotta ruuvit ja niitd ymparoiva muovi eivat
vahingoittuisi.

Irrota takimmaisen |/O-tilan kaksi epoksikansiruuvia [1].
13. Irrota kaksi M2.5*5-ruuvia ja kaksi M1.6*3.0-ruuvia [2] irrottaaksesi USB Type-C -pidikkeen [3] emolevysta.
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14. Irrota kahdeksan M2.5*5-ruuvia [1] ja yksi M2*3-ruuvi [2] emolevysta ja irrota emolevy kotelosta [3].
1 1

Emolevyn asentaminen

1. Asenna emolevy asettamalla sarjaportti emolevyyn kotelon 18pi [1] ja asentamalla kahdeksan M2.5*5-ruuvia [2] ja yksi M2*3-ruuvi [3]
emolevyyn.
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2. Asenna emolevyn sarjaportin kaksi epoksikansiruuvia [1].

3.@

Asenna USB Type-C -pidike [2] ja kiinnitd se kahdella M2.5*5-ruuvilla ja kahdella M1.6*3.0-ruuvilla emolevyyn [3].

HUOMAUTUS: Kun asennat emolevya, teknikoiden on varmistettava, ettéd akkukaapelit (1. ja 2. akku) tai joustavat piirilevykaapelit
(vasen I/0-kortin joustava piirilevykaapeli ja Express-kortinlukijan joustava piirilevykaapeli) eivat jaa puristuksiin emolevyn alle.

4. Asenna eDP-kaapeli [1] ja aseta metallipidike [2] emolevyn eDP-liitdnnan paalle..
5. Asenna kaksi M2*3-ruuvia [3], joilla se kiinnittyy emolevyyn, ja kytke virtajohto [4] emolevyyn.
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6. Kytke virtapainikkeen kaapeli [1] ja kiinnita se teipilla [2].
7. Liitd USH-kortin ja kosketuslevyn kaapelit [3] emolevyyn ja kiinnita se teipilla [4].

8. Kytke vasemman |/O-kortin joustava piirilevykaapeli [1] ja kiinnita se teipilla [2].
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9. Liita takimmaisen |/O-kortin joustava piirilevykaapeli [1] ja kiinnita se teipilla [2].
10. Liitéd akun merkkivalon kaapeli [3] ja kiinnita se teipilla [4].
1. Liitd telakkaportin joustava piirilevykaapeli [5] ja kiinnita se teipilla [6].

12. Kytke kosketuslevyn liitin emolevyyn [1] ja kiinnita se teipilla [2].
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13. Asenna seuraavat:
Takimmainen 1/O-kortti
Akkutila
Ensisijainen SSD-kisko
GPS-moduuli
WWAN-kortti
WLAN-kortti
Muisti
Lammonsiirrin
Ensisijainen SSD-levy
Telakointiporttikokoonpano
PCle-jaéhdytyselementtikokoonpano
Nappéimistd

. Kotelon alakansi
Akut

14. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

53T AT T TQ@ A0 Q2000

Rungon pohjakokoonpano

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Rungon pohjakokoonpanon vaihtaminen edellyttdé seuraavien komponenttien irrottamista vanhasta rungosta:
Kahva

Salpaluukut

Akut

Ensisijainen SSD-levy

Kotelon alakansi

Nappaimistd

WWAN-kortti

WLAN-kortti

GPS-moduuli

Muisti

T T STQ@ e o0 o
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SEfoe QDO 3—F

Nappiparisto
PCle-jaghdytyselementtikokoonpano

. Ensisijainen SSD-kisko

Telakointiporttikokoonpano
Lammaonsiirrinkokoonpano
Takimmainen |I/O-kortti
Nayttokokoonpano
Ensisijainen SSD-kisko
Akkutila

Vasen I/O-kortti

Alykortti

Emolevy

Kytke:
Virtapainike
Kaiuttimet
Virtajohto
USH-Kkortti
Kosketuslevy

@l HUOMAUTUS: Katso rungon pohjakokoonpanon alikomponenttien yksityiskohdat tilauksen tiedoista.

Asenna seuraavat komponentit uuteen runkoon:

QD OS3I T RARTTSQ@AO Q0T

Emolevy

Alykortti

Vasen |/O-kortti

Akkutila

Ensisijainen SSD-kisko
Nayttokokoonpano
Takimmainen 1/0O-kortti
Lammonsiirrinkokoonpano
Telakointiporttikokoonpano
Ensisijainen SSD-kisko
PCle-jadhdytyselementtikokoonpano
Nappiparisto

. Muisti

GPS-moduuli
WLAN-kortti
WWAN-kortti
Nappaimisto
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r. Kotelon alakansi

s. Ensisijainen SSD-levy
t.  Akut

u. Salpaluukut

v. Kahva

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Diagnostiikka

Téassa osiossa kerrotaan Dell-jarjestelmien sisdénrakennetuista vianmaaritysominaisuuksista. Lisaksi tédssa kerrotaan
vianmaéritysmenetelmista ja niiden kaynnistdmisesta.

Aiheet:

*  ePSA-diagnostiikka

*  Nayton sisdanrakennettu itsetesti (Built-in Self Test, BIST)
¢ Akun tilavalot

. Vianmaarityksen merkkivalo

e Wi-Fin nollaaminen

*  BIOS:in palauttaminen

¢ BIOS:in paivittdminen

. Itsekorjaus

ePSA-diagnostiikka

ePSA-diagnostiikka (jarjestelmadiagnostiikka) suorittaa laitteiston tdydellisen tarkistuksen. ePSA on osa BIOS:ia, ja se kdynnistetdan
BIOS:ista sisdisesti. Kiintea jarjestelman diagnoosi tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille tai laiteryhmille, joilla voidaan

e Suorita testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa

Toista testit

Avaa tai tallenna testien tulokset

Naet lisaa testivaintoehtoja suorittamalla l&pikotaiset testit. Niiden avulla saat lisda tietoa vioittuneista laitteista.
Katso tilaviesteista, onnistuiko testien suorittaminen

Katso virheilmoituksista testauksen aikana ilmenneet virheet

@ HUOMAUTUS: Enhanced Pre-boot System Assessment -ikkuna avautuu. Se siséltda kaikki tietokoneessa havaitut laitteet.
Diagnostiikka suorittaa kaikkien havaittujen laitteiden testauksen.

ePSA-diagnoosin suorittaminen

Aloita diagnostiikka jommallakummalla alla ehdotetuista menetelmista:

e Napauta ndppaimistdn F12-nappaintd, kun Dell-kdynnistyskuva tulee nékyviin, kunnes saat Diagnostic Boot Selected (diagnostiikan
kaynnistys valittu) -viestin.

o Valitse kertakdynnistysvalikosta yl6s- ja alas-nuolindppaimilld Diagnostics (diagnostiikka) -vaihtoehto ja paina sitten Enter.
e Pida Fn-toimintondppainta painettuna ja kdynnisté jérjestelméa painamalla virtapainiketta.

ePSA-kayttolittyma

Tama osio sisaltaa tietoa ePSA 3.0:n Basic- (perus) ja Advanced (edistynyt) -nakymista.

ePSA:n perusnékymé avataan kdynnistettéessa. Voit vaihtaa edistyneeseen ndkymaan nayton alareunassa olevan nuolikuvakkeen
avulla. Havaitut laitteet ndytetdan edistyneen ndkyman vasemmassa sarakkeessa. Valitut testit voidaan sisallyttaa tai sulkea pois vain
vuorovaikutteisessa tilassa.

ePSA-perusnakyma

Perusnakymassa on yksinkertaiset hallintavaihtoehdot, joiden avulla diagnostiikan kdynnistéminen tai lopettaminen on helppoa.
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it [4301.1] S

(e Product Mame : Latdude ES550
System BIOS - T3
PS4 Buld 4301 1 LIEFI
Serce Tag

Edistynyt ePSA-ndakyma

Edistynyt nakyma mahdollistaa tarkemman testien kohdistamisen ja sisaltdd enemman tietoja jarjestelman yleisesta kunnosta. Voit avata
taméan ndkyman pyyhkaisemalla sormella vasemmalle (jos jarjestelméssa on kosketusndyttd) tai napsauttamalla perusndkyman oikeassa
alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta.
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Advanced Options

Tietyn laitteen testaaminen tai tietyn testin suorittaminen

1. Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja napsauta Yes (Kylla) pys8yttaaksesi diagnoosin.

2. Valitse laite vasemmasta ruudusta ja napsauta Run Tests (Suorita testit) tai siséllyté tai sulje pois haluamasi testit Advanced Option

(Edistyneet asetukset) -vaihtoehdon avulla.

ePSA-virheilmoitukset

Kun Dellin ePSA-diagnostiikka havaitsee virheen kaytdn aikana, testi keskeytetdan ja esiin tulee seuraava ikkuna:
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

0 Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

Yes |[[_No ][ Rem X

e Jos vastaat Yes (Kylld), diagnostiikka testaa seuraavan laitteen ja virheen tiedot siséllytetédén yhteenvetoon.

e Jos vastaat No (Ei), diagnostiikka ei suorita testeja jéljiella oleville testaamattomille laitteille.

e Jos vastaat Retry (Yritd uudelleen), diagnostiikka ohittaa virheen ja suorittaa viimeisen testin uudelleen.

Tallenna virhekoodi vahvistuskoodin tai skannatun QR-koodin avulla ja ota yhteytta Delliin.

@ HUOMAUTUS: Diagnostiikassa on uusi mykistysominaisuus, joka poistaa virheisté ilmoittavan piippauksen kaytosta. Mykistys voidaan

ottaa kayttdon napsauttamalla virheikkunan oikeassa alakulmassa olevaa ‘ J.

@ HUOMAUTUS: Eriille laitteille suoritettavat testit vaativat kayttéjalta toimia. Ald koskaan poistu tietokoneen &éresté
diagnostiikkatestien suorittamisen aikana.

Vahvistustyokalut

Tama osio sisaltéa tietoa SupportAssist ePSA:n, ePSA:n ja PSA:n virhekoodien vahvistamisesta.
Virhekoodit voidaan vahvistaa kahdella eri tavalla:

o ePSA-vahvistustydkalulla verkossa
e skannaamalla QR-koodi alypuhelimen QR-koodinlukijalla.

Online SupportAssist On-board -diagnostikka, ePSA- ja PSA-virhekoodien
validointityokalu

Kayttoopas

1. Virhekoodi haetaan SupportAssist-virheikkunasta.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell comfdiagnostics or with techmical suppart. Use a mabile device to
scan the OR code to continue troubleshocting,

Semice Tag . B105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo e [aBenal <

2. Avaa https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Kirjoita virhekoodi, vahvistuskoodi ja huoltotunnus.. Osan sarjanumero ei ole pakollinen.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code Validation Code
service Tag [ * | Service Tag
Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information
@l HUOMAUTUS: Anna virhekoodin 3 tai 4 viimeistd numeroa.. (jos virhekoodi on esim. 2000-0142, voit kirjoittaa 0142 tai 142.)

4. Valitse Submit (Laheta), kun olet antanut vaaditut tiedot.
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Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Esimerkki oikeanlaisesta virhekoodista

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration

Diagnostics
n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further
msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Kun olet antanut oikeat tiedot, verkkotydkalut siirtédvat kayttajan ylla olevaan nayttdon, joka siséltéda seuraavat tiedot:

e virhekoodin vahvistus ja tulos
e ehdotettu varaosa
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e onko Dellin takuu voimassa
e tapausnumero, jos huoltotunnukseen liittyy avoimia tukitapauksia.

Esimerkki virheellisesta virhekoodista

Error Code (without 0141
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag I *

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid eP5A request, please check your details and try again.

Koodin tarkistus QR-sovelluksella

Verkkotyokalun liséksi asiakas voi vahvistaa virhekoodin myos skannaamalla QR-koodin dlypuhelimen QR-sovelluksella.

1. QR-koodi haetaan SupportAssist On-board Diagnostics -virhendytolta.

2. QR-koodi voidaan skannata milla tahansa &lypuhelimen QR-koodinlukusovelluksella.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. QR-koodinlukusovellus skannaa koodin ja luo automaattisesti linkin. Jatka klikkaamalla linkkié.
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f r
i i Barcode Scanner HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/

Metadata L

Open browser Share via email Share via SMS

Luotu linkki siirtda asiakkaan Dellin tukisivustolle, joka siséltda seuraavat tiedot:

virhekoodin vahvistus ja tulos

ehdotettu varaosa

onko Dellin takuu voimassa

tapausnumero, jos huoltotunnukseen liittyy avoimia tukitapauksia.
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Vastro 20 All-in-One 3055

Service Tog Express Service Code;
Add to My Preduscts List
e & different, product
G:l Manuals {:} Waranty @ System configumation
Diagnostics
n Toner system is cumently Out of Wamanty, Please contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Support topics &

articles Result: Issues Found.
Drlve rs & dow n I_f_'}ads ‘our result rquines atbention. Risdew the affected hardware below and fallow the instructions to
: vroubleshoot problems or you may be presented with a request (o replbce pats.,
General maintenance

A\ Needs Attention: System maintenance £

Parts & accessories

Heeds Attention

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results,

Diagnostics Completed

Hardware
Diagriodtic Marme Ervar Code Serial ¥ Fetile
ESA 141 @ Fadled

Nayton sisaanrakennettu itsetesti (Built-in Self Test,
BIST)

Kannettavissa Dell-tietokoneissa on sisdanrakennettu vianmaaritystyodkalu. Jos tietokoneen naytdssa iimenee vikaa, vianmaaritystyokalun
avulla voit paatelld, johtuuko vika ndytdstd, ndytdnohjaimesta vai tietokoneen asetuksista.

Jos nayton kuva vilkkuu, vaaristyy, sumenee tai haalistuu tai jos ndytdssa nékyy vaaka- tai pystysuoria viivoja, varmista sisddnrakennetun
itsetestin (BIST) avulla, johtuvatko ongelmat itse ndytosta.

Nayton sisddnrakennetun itsetestin kdynnistdminen

Sammuta kannettava Dell-tietokone.
Irrota kannettavaan tietokoneeseen liitetyt oheislaitteet. Kytke kannettavaan tietokoneeseen ainoastaan virtamuuntaja (laturi).
Varmista, ettd ndytdn pinta on puhdas polyhiukkasista.

Pida D-nappainta painettuna ja kdynnista kannettava tietokone kaynnistaaksesi ndytdn sisddnrakennetun itsetestin. Pida D-nappainta
painettuna, kunnes néet naytolla varipalkkeja.

B. Naytolle tulee useita erivarisia palkkeja. Koko ndytdlla ndytetdan punaisia, vihreita ja sinisia palkkeja.
6. Tarkista, ovatko varit normaalit.
7. Poistu itsetestisté painamalla Esc.

N

@ HUOMAUTUS: Kéaynnistysta edeltava Dell SupportAssist -diagnostiikka kdynnistaa nayton itsetestauksen ensimmaisena. Kayttéjan on
vahvistettava, toimiiko ndyttd normaalisti.
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Akun tilavalot

Jos tietokone on kytketty sdhkopistorasiaan, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

Vuorotellen Kannettavaan tietokoneeseen on kytketty muu kuin Dellin valmistama verkkolaite, jota ei tueta.
vilkkuva oranssi ja
vihrea merkkivalo

Vuorotellen Tilapainen akkuvirhe nykyista verkkolaitetta kaytettaessa.
vilkkuva oranssi

merkkivalo ja

tasaisesti palava

vihrea merkkivalo

Jatkuvasti Vakava akkuvirhe nykyista verkkolaitetta kaytettaessa.
vilkkuva oranssi
merkkivalo

Merkkivalo ei pala Akku tdydessa lataustilassa nykyista verkkolaitetta kaytettaessa.

vihrea valo palaa Akku lataustilassa nykyista verkkolaitetta kaytettaessa.

Vianmaarityksen merkkivalo

Téassa osiossa kuvaillaan kannettavan tietokoneen akun merkkivalon diagnostiikkaominaisuudet.

Aénimerkkien sijaan virhekoodit ilmaistaan akun varaustason kaksivérisen merkkivalon avulla Valon valahdyskuviota koostuu vihreén ja

sitten valkoisen valon valahdyksista. Kuvio toistuu taman jalkeen.

@ HUOMAUTUS: Vianmaarityksen valokuvio koostuu kaksinumeroisesta luvusta. Vihrean valon valahdykset iimaisevat ensimmaisen
numeron (1-9), jota seuraa 1,5 sekunnin mittainen tauko. Sen jélkeen valkoisen merkkivalon valdhdykset iimaisevat toisen numeron
(1-9) . Valahdykset taukoavat kolmen sekunnin ajaksi, minka jalkeen kuvio toistuu. Yksittainen valon valahdys kestaa 0,5 sekuntia.

Jérjestelma ei sammu, kun vianmaarityskoodeja naytetadan. Merkkivalon muut toiminnot eivat ole kaytdssa, jos merkkivaloa kaytetaan
vianmaérityskoodien nayttamiseen. Esimerkiksi akun alhaisesta varaustasosta tai akkuvirheesta iimoittavia merkkivaloja ei ndyteta
vianmaarityskoodien nayttamisen aikana.

Taulukko 22. Valokuvio

Valahdyskuvio Ongelman kuvaus Ehdotettu ongelman

Vihrea Valkoinen ratkaisu

2 1 suoritin Suoritinvirhe

2 2 Emolevy: BIOS ROM Emolevy, kattaa BIOS-vian ja
ROM-virheet

2 3 muisti Muistia/RAM:ia ei havaittu

2 4 muisti Muisti-/RAM-vika

2 5 muisti Asennettu virheellinen muisti

2 6 Emolevy; piirisarja Emolevy-/piirisarjavirhe

2 7 naytto Nayton virhe

3 1 RTC-virtavika Nappipariston vika

3 2 PCl/naytdénohjain PCI-/nayténohjain-/siruvika

3 3 BIOS-palautus 1 Palautuslevykuvaa ei [6ydy

3 4 BIOS-palautus 2 Palautuslevykuva [6ytyy
mutta on virheellinen.

3 5 Virtakiskon vika EC kohtasi virransyottovian
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Taulukko 22. Valokuvio (jatkuu)

Vildhdyskuvio Ongelman kuvaus Ehdotettu ongelman
ratkaisu

Vihrea Valkoinen

3 6 SBIOS-muisti on vioittunut SBIOS havaitsi muistin
vioittumisen

3 7 ME-vika ME ei vastannut HECI-
viestiin ennen aikakatkaisua

Wi-Fin nollaaminen

Jos tietokone ei voi muodostaa verkkoyhteyttd Wi-Fi-ongelman vuoksi, Wi-Fin nollaaminen saattaa korjata ongelman. Voit nollata Wi-Fin
seuraavasti:

®| HUOMAUTUS: Joidenkin internetpalveluntarjoajien modeemi ja reititin ovat yhtenéinen laite.

Sammuta tietokone.
Katkaise modeemista virta.
Katkaise reitittimesta virta.
Odota 30 sekuntia.
Kaynnista reititin.
Kaynnista modeemi.

NOoO TN ON S

Kaynnista tietokone.

BlIOS:in palauttaminen

BIOS:in palauttaminen on tarkoitettu jarjestelman BIOS:in korjaamiseen. Palauttamista ei voi kéytté4, jos kdynnistysasema on vioittunut.
BIOS:in palauttaminen ei onnistu, jos EC tai ME on vioittunut tai jos jarjestelman laitteistossa on vikaa. BIOS:in palautuslevynkuva on
sijoitettava kdynnistysaseman salaamattomalle osiolle.

BIOS:in vanhan version palautusominaisuus

Kiintolevylle tallennetaan kaksi BIOS-palautuslevynkuvan versiota:

e Kaytossé oleva BIOS (vanha)
e Paivitettava BIOS (uusi)
Vanha versio on jo tallennettu kiintolevylle. BIOS lisda kiintolevylle uuden version, séilyttda vanhan version ja poistaa muut versiot.

Esimerkiksi AOO- ja AO2-versiot on jo tallennettu kiintolevylle, ja AO2 on talla hetkelld kaytdssé oleva BIOS-versio. BIOS lisda AO4-version,
séilyttdd AO2:n ja poistaa AOO:n. Kahden BIOS-version saatavuus mahdollistaa vanhan BIOS:in palautusominaisuuden.

Jos palautustiedostoa ei voida tallentaa (kiintolevytila on loppu), BIOS imoittaa tasta kayttajalle. limoitus poistetaan, jos palautustiedoston
tallentaminen on myéhemmin mahdollista. BIOS ilmoittaa kayttéjalle POST-itsetestin ja BIOS-maérityksen aikana, jos BIOS:in
palautustiedosto on vioittunut. BIOS-palautus ei ehka onnistu kiintolevyn avulla. Se voi kuitenkin vield onnistua USB-tallennuslaitteen
avulla.

USB-avain: juurihakemisto tai \

BIOS_IMG.rcv: USB-avaimelle tallennettu palautuslevynkuva.

BIOS:in palauttaminen kiintolevylta

®

HUOMAUTUS: Varmista, etta olet ladannut Dell-tukisivustolta BIOS:in edellisen ja uusimman version ja ettd molemmat versiot ovat
kaytettavissa.

®| HUOMAUTUS: Varmista, etta tiedostotyyppien paatteet ovat nakyvilld kayttojarjestelmassa.

1. Avaa BIOS-paivitystiedostojen (.exe) tiedostosijainti.
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Anna aiemman BIOS-version tiedostonimeksi BIOS_PRE.rcv ja uuden verson nimeksi BIOS_CUR.rcv.
Jos uusimman version tiedostonimi on esimerkiksi PowerEdge_T30_1.0.0.exe, anna sen nimeksi BIOS_CUR.rcv. Jos vanhan verson
tiedostonimi on esimerkiksi PowerEdge_T30_0.0.9.exe, anna sen uudeksi nimeksi BIOS_PRE.rcv

@ HUOMAUTUS:
a. Jos kiintolevy on uusi, sille ei ole asennettu kayttojarjestelmaa.
b. Jos kiintolevy on ositettu Dellin tehtaalla, se sisédltda palautusosion.

Irrota kiintolevy ja asenna se toiseen jarjestelmaan, jossa on taysin toimiva kayttojarjestelma.

Kaynnisté jarjestelma. Kun Windows-kayttojéarjestelma on latautunut, kopioi BIOS-palautustiedosto kiintolevyn palautusosioon
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

a. Avaa Windowsin komentorivi-ikkuna.

b. Kirjoita komentoriviin diskpart kaynnistééksesi Microsoft DiskPart-apuohjelman.

c. Kirjoita komentoriviin list disk nahdéksesi saatavilla olevien kiintolevyjen luettelon.
Valitse Vaiheessa 3 asennettu kiintolevy.

d. Kirjoita komentoriviin list partition ndhdaksesi kyseisen kiintolevyn kéytettévissé olevat osiot.
e. Valitse osio 1, joka on palautusosio. Osion koko on 39 Mt.
f. Kirjoita komentoriviin set id=07 maarittaaksesi osion tunnuksen.

®| HUOMAUTUS: Osio nakyy kayttojarjestelmassa Paikallinen levy (E), ja siltd voidaan lukea ja sille voidaan kirjoittaa tietoja.

g. Luo seuraavat kansiot Paikallinen levy (E) -asemaan: E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Kopioi molemmat BIOS-tiedostot (BIOS_CUR.rcv ja BIOS_PRE.rcv) Paikallinen levy (E) -aseman palautuskansioon.
i. Kirjoita Komentorivi-ikkunan DISKPART-kehotteeseen set id=DE.
Kun komento on suoritettu, kayttojarjestelma ei voi kayttaa Paikallinen levy (E) -osiota.
Sammuta jérjestelma, poista kiintolevy ja asenna se alkuperaiseen jérjestelmaan.

Kéynnista jarjestelman maaritysohjelma. Varmista Maintenance (huolto) -osiossa, ettd BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS:in
palauttaminen kiintolevyltd) on kaytdssa BIOS Recovery (BIOS:in palauttaminen) -kohdassa.

Sammuta jérjestelma painamalla virtapainiketta.
Kéynnista jarjestelma painamalla virtapainiketta, kun Ctrl- ja Esc-ndppaimet ovat painettuna. Pida Ctrl- ja Esc-n&ppaimia painettuna,
kunnes BIOS Recovery Menu (BIOS:in palautusvalikko) -sivu avautuu.

Varmista, ettéd Recover BIOS (Palauta BIOS) -painike on valittu, ja valitse sitten Continue (Jatka) kaynnistadksesi BIOS:in
palauttamisen.

BIOS:in palauttaminen USB-ohjaimen avulla

®| HUOMAUTUS: Varmista, etta tiedostotyyppien paatteet nakyvat kayttojarjestelmassa.

®| HUOMAUTUS: Lataa BIOS:in uusin versio Dellin tukisivustolta ja tallenna se jarjestelmaan.

1.

2,

Avaa lataamasi BIOS-paivitystiedoston (.exe) tiedostosijainti.

Anna tiedoston nimeksi BIOS_IMG.rcv.
Jos tiedoston nimi on esimerkiksi PowerEdge_T30_0.0.5.exe, anna sen nimeksi BIOS_IMG.rcv

Kopioi BIOS_IMG.rcv USB-avaimen juurinakemistoon.

Jos USB-ohjainta ei ole liitetty, liitd se, kdynnista jarjestelma uudelleen, paina F2 avataksesi jarjestelman maaritysohjelman ja sammuta
jérjestelma sitten painamalla virtapainiketta.

Kaynnista jarjestelma.

Pida virtapainiketta painettuna ja paina Ctrl+Esc-nappaimia jarjestelman kaynnistyessa, kunnes BIOS Recovery Menu (BIOS:in
palautusvalikko) -valintaikkuna avautuu.

Kéynnista BIOS:in palautus valitsemalla Continue (Jatka).

@ HUOMAUTUS: Varmista, ettd Recovery BIOS (Palautus-BIOS) -vaihtoehto on valittu BIOS Recovery Menu (BIOS:in
palautusvalikko) -valintaikkunassa.

Valitse BIOS-palautustiedoston tiedostosijainti USB-avaimella (juurivalikko tai \) ja noudata naytolle tulevia ohjeita.
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BIOS:in paivittaminen

BIOS:in paivittaminen Windowsissa

1. Siirry osoitteeseen www.dell.com/support.

2. Klikkaa Product support (Tuotetuki). Klikkaa Product support (Tuotetuki), anna tietokoneen palvelutunniste ja klikkaa Search
(Haku).

@ HUOMAUTUS: Jos sinulla ei ole palvelutunnusta, tunnista tietokoneesi automaattisesti SupportAssist-ominaisuuden avulla. Voit
myos kayttaa tuotetunnusta tai selata tietokonemallia manuaalisesti.

Klikkaa Drivers & downloads (Ajurit ja ladattavat tiedostot). Laajenna Find drivers (Etsi ajureita).
Valitse tietokoneeseesi asennettu kayttojarjestelma.

Valitse avattavasta luettelosta Category (Luokka) kohta BIOS.

Valitse BIOSin uusin versio ja lataa tietokoneen BIOS-tiedosto valitsemalla Download (Lataa).

Kun lataus on valmis, selaa kansioon, johon tallensit BIOS-péivitystiedoston.

© N O o s o

Kaksoisklikkaa BIOS-paivitystiedoston kuvaketta ja noudata ndyton ohjeita.
Lisatietoja on tietdmyskannan artikkelissa 000124211 osoitteessa www.dell.com/support.

BIOS:in paivittaminen Linuxissa ja Ubuntussa

Lisatietoja jarjestelmén BIOSin paivittdminen Linuxilla tai Ubuntulla asennetussa tietokoneessa on tietdmyskannan artikkelissa 000131486
osoitteessa www.dell.com/support.

BIOSin paivittaminen USB-aseman avulla Windowsissa

Lataa BIOS-maéaritysohjelman uusin tiedosto "BIOS:in paivittdminen Windowsissa" -kohdan vaiheiden 1-6 mukaisesti.
Luo USB-kaynnistysasema. Lisatietoja on tietdmyskannan artikkelissa 000145519 osoitteessa www.dell.com/support.
Kopioi BIOS-maaritysohjelman tiedosto USB-kaynnistysasemalle.

Liitd USB-kaynnistysasema tietokoneeseen, jonka BIOS:in haluat péaivittaa.

Kaynnista tietokone uudelleen ja paina F12 .

Valitse USB-asema Kertakaynnistysvalikon kautta.

NOoO TN NS

Kirjoita BIOS-maaritysohjelman tiedostonimi ja paina Enter.
BIOS-pdivitystyodkalu tulee nakyviin.

8. Viimeistele BIOS-paivitys noudattamalla ndytolld annettuja ohjeita.

BlIOSin paivittaminen F12-kertakaynnistysvalikosta

Voit paivittéaa tietokoneen BIOSin FAT32 USB -muistitikulle kopioidun BIOSin .exe-paivitystiedoston avulla ja kdynnistaa sen F12-
kertakaynnistysvalikosta.

BIOS-pdivitys

Voit suorittaa BIOS-paivitystiedoston Windowsista kayttamalla USB-muistitikkua, jonka tietokone voi kdynnistaa. Voit myos paivittaa
BIOSin tietokoneen F12-kertakaynnistysvalikosta.

Useimmissa vuoden 2012 jalkeen valmistetuissa Dell-tietokoneissa on tdméa ominaisuus. Voit tarkistaa sen kdynnistamalla tietokoneen
F12-kertakaynnistysvalikosta ja varmistamalla, ettéd BIOS FLASH UPDATE (BIOS-PAIVITYS) on mainittu luettelossa tietokoneen
kéaynnistysvaihtoehtona. Jos vaihtoehto on luettelossa, BIOS tukee taté BIOS-paivitysvaihtoehtoa.

®| HUOMAUTUS: Tata toimintoa voi kéyttaa vain tietokoneissa, joissa on BIOS Flash Update -vaihtoehto F12-kertakaynnistysvalikossa.

Péivittaminen kertakaynnistysvalikosta
BIOSin péivittaminen F12-kertakdynnistysvalikosta edellyttda seuraavia:

e FAT32-tiedostojarjestelmaan formatoitu USB-muistitikku (muistitikun ei tarvitse olla kdynnistettava)
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e suoritettava BIOS-tiedosto, joka ladataan Dell-tuen verkkosivustolta ja kopioidaan USB-muistitikun juurihakemistoon
e tietokoneeseen kytketty virtamuuntaja

e toimiva tietokoneen akku BIOSin péivittdmiseen.

Suorita seuraavat vaiheet BIOSin paivittamiseksi F12-valikosta:

Ali sammuta tietokonetta BIOSin piivityksen aikana. Tietokone ei ehka kaynnisty, jos sammutat
tietokoneen.

1. Kun tietokone on sammutettu, aseta tietokoneen USB-porttiin USB-muistitikku, johon olet kopioinut paivityksen.

2. Kaynnista tietokone ja avaa kertakaynnistysvalikko painamalla F12-nappéinta. Valitse BIOS Update (BIOS-péaivitys) hiirella tai
nuolindppaimilla ja paina sitten Enter.
Nayttoon tulee BIOS-paivitysvalikko.

Klikkaa Flash from file (Paivita tiedostosta).

Valitse ulkoinen USB-laite.

Valitse tiedosto ja kaksoisklikkaa péivityksen kohdetiedostoa, ja klikkaa sitten Submit (Lahetd).
Klikkaa Confirm Update BIOS (Vahvista BIOSin paivitys). Tietokone alkaa jalleen paivittaa BIOSia.
Tietokone kaynnistyy uudelleen, kun BIOS-paivitys on suoritettu.

N o oA o

Itsekorjaus

Esittely

Itsekorjausvaihtoehdon avulla voit palauttaa Dell Latitude -jarjestelman, jonka POST-testaus ei kdynnisty, joka ei kdynnisty tai jonka
kuvasignaali ei toimi.

Itsekorjausohjeet

Irrota ensisijainen akku ja virtaldhde.

Irrota CMOS-paristo

Pura jadnnosvirta. Paina virtapainiketta 10 sekuntia tai 418 koske jarjestelmaén 45 sekuntiin.
Varmista, ettd CMOS ja ensisijainen akku on irrotettu jarjestelmasta.

Kytke virtaldhde. Jarjestelma kaynnistyy automaattisesti, kun virtaldhde kytketaan.

< B NN

Jarjestelman nayttd on hetken aikaa tyhja, minka jalkeen jarjestelma sammuu automaattisesti. Pida merkkivaloja (virta, Wi-Fi ja
kiintolevy) silmalla. Niiden pitaisi kaynnistya.

~

Jéarjestelma yrittaa uudelleenkaynnistysta kahdesti ja taydellista kdynnistysta kolmannella kerralla.

o

Aseta CMOS ja virtaldhde takaisin jérjestelmaan.

9. Jos itsekorjaus korjaa virheen, paivita jarjestelmaan BIOS:in uusin versio ja suorita ePSA-diagnostiikka varmistaaksesi, etta jarjestelma
toimii oikein.

@ HUOMAUTUS:

e \armista aina laitteistoa asentaessasi tai irrottaessasi, etté kaikki data on varmuuskopioitu.

e Katso osien irrotus- ja asentamisohjeet asennus- ja purkamisohjeista.

e | ue turvallisuusohjeet ennen kuin suoritat toimenpiteita tietokoneelle.

Tuetut Latitude-mallit

@ HUOMAUTUS:

e Suorita itsekorjaus aina ennen emolevyn vaihtamista.

e |atitude-jarjestelmien itsekorjausta ei tarvitse suorittaa, jos jarjestelma on purettava nappipariston kasittelyd varten.

e |atitude E7 -sarjan (XX70) ensimmainen vianmaaritysvaihe on BIOS Recovery 2.0:n suorittaminen.

e |tsekorjaukseen liittyvaa vianmaaritysta nopeuttaa se, etta jarjestelmaa ei tarvitse koota. Teknikot voivat kdynnistaa itsekorjauksen
silloinkin, kun emolevy on paljaana.
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e Ali koske paljaisiin osiin tai emolevyyn, jotta oikosulku tai staattinen séhkd ei vahingoita niita.
e Jos itsekorjaus ei voi palauttaa jérjestelmaa virheen jalkeen, vainda emolevy.

HUOMAUTUS:

Asiakaspalvelijat: Asiakaspalvelijoiden tulee rohkaista asiakkaita suorittamaan itsekorjaus, jotta emolevyn vioittumisesta voidaan
varmistua. Jos asiakas ei osaa suorittaa itsekorjausta, asia on mainittava 5GL-raportissa. Opasta kenttateknikkoa suorittamaan
itsekorjaus ennen muita korjaustoimenpiteitd. Jos itsekorjaus epdonnistuu, opasta teknikkoa suorittamaan muut vianmaaritysvaiheet
ennen osan vaihtamista.

Kenttateknikot: Latitude-jérjestelmien itsekorjaus on suoritettava ennen muita korjaustoimenpiteitd. Jos itsekorjaus epdonnistuu,
suorita muut vianmééritysvaiheet ennen osan vaihtamista. Kirjaa itsekorjauksen tulos (onnistui/epdonnistui) palvelupyynnon lokiin.
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Dellin yhteystiedot

Dellin yhteystiedot

@ HUOMAUTUS: Jos kaytdssasi ei ole Internet-yhteytta, 16ydat yhteystiedot ostolaskusta, pakkaustodistuksesta, laskusta tai Dellin

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut
palvelut eivat valttdmatté ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1.

2.
3.
4

tuoteluettelosta.

Siirry osoitteeseen Dell.com/support.
Valitse tukiluokka.

Vahvista maasi tai alueesi avattavasta Choose a Country/Region (Valitse maa/alue) -luettelosta sivun alareunasta.

Valitse tarpeeseesi sopiva palvelu- tai tukilinkki.

Avun saaminen

Avun saaminen
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